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mgr inz. WIESLAW SWITALSKI
,Mera - Pnefal” 1

ZASTOSOWANIE MASZYNY MATEMATYCZNEJ
DO PROJEKTOWANIA

PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MIESZKOW SPREZYSTYCH

Przedsiebiorstwo Automatyki Przemystowej
"Mera-Pnefal" jest zaktadem, w ktérym wy-
twarzane sg pneumatyczne i elektroniczne ele-
menty automatyki. Wchodzg one do wielu wy-
rob6w lub sprzedawane sa wprost zagranicz-
nym lub krajowym odbiorcom. Ws§réd tych
elementéw, ze wzgledu na specyficzny sposob
wytwarzania., wyraznie wyodrebnia sie grupa
mieszkoéw sprezystych. Detale te sg produko-
wane od okoto 20 lat. Tak dtugi okres produk-
cji pozwolit na wypracowanie metod optymal-
nego projektowania procesow technologicznych
dla mieszkéw réznych typdw i rozmiarow.
Stuzba technologiczna dysponuje sprawdzony-
mi wzorami technicznymi dla obliczen inzy-
nierskich a dzial normowania pracy posiada
kilkanascie normatywoéw specjalnych dla okres-
lenia pracochtonnos$ci wielu nietypowych za-
biegow.

Mimo tak duzego do$wiadczenia czas nie-
zbedny na opracowanie technologii nowego
mieszka nie ulega zmniejszeniu i wynosi oko-

Fot. 1

to 1 miesigca. Przyczyng jest stosunkowo
skomplikowany cigg obliczen wielokrotnie po-
wtarzanych, do ktérych tatwo wkradaja  sie
btedy oraz duza liczba operacji, ktére trzeba
szczeg6towo opracowac¢ i znormowac. Taka sy-
tuacja szczegélnie w przypadku opracowywania
oferty dla zagranicznego odbiorcy powoduje,
ze cena jest okreslona-metodami poréwnaw-
czymi bez korzystania z dokumentacji techno-
logicznej. Nastepstwem tej metody sg znaczne
btedy wptywajace na efektywnos$é eksportu.
Wychodzac z zatozenia, ze wszystkie mieszki
sg geometrycznie podobne a technologia jest
typowa, uznano za mozliwe stworzenie algo-
rytmu pozwalajagcego na maszynowe wykony-
wanie catego ciggu obliczeri. Na fot. 1 przed-
stawiono grupe mieszkéw sprezystych.

Mieszki sprezyste

Wytwarzane w "Mera-Pnefal” mieszki spre-
zyste dzielg sie na 4 podstawowe typy:
- mieszki obustronnie otwarte



- mieszki jednostronnie zamkniete /dno o
okres$lonej grubosci/

- mieszki jednostronnie zamkniete /dno o
nieokres$lonej grubosci/

- mieszki jednostronnie zamkniete /dno o

okreslonej grubosci specjalnie uksztattowane/

Kazdy z opisanych typow wytwarzany jest z
czterech podstawowych materiatéw: mosigdz,
braz cynowy, braz berylowy, stal nierdzewna.
Mozna zatem stwierdzi¢, ze mieszki wytwarza-
ne sag w 16 jakosciowo réznych odmianach.

Kroétki opis technologii mieszka

Materiatem wyjsciowym na mieszek jest
krazek blachy. Krazek ten jest nastepnie w
szeregu operacjach ttoczony 1przettaczany bez
pocieniania i z pocienianiem $cianek. Wytwo-
rzona tuleja jest nastepnie "falowane." i zgnia-
tana. Operacje obcinania brzegdw, sprawdzania
i stabilizacji cieplnej konczg wtasciwy proces.
Sg one uzupetniane operacjami pomocniczymi
w rodzaju mycia, suszenia, wyzarzania itp.

Obliczenia inzynierskie

Etapem poprzedzajacym wtasciwe opraco-
wanie procesu technologicznego sg obliczenia
wstepne. Punktem wyjscia do obliczeAn jest
rysunek konstrukcyjny mieszka. Z analizy ry-
sunku technolog jut- na wstepie otrzymuje
pierwszg informacje dotyczacg materiatu wyjs-
ciowego. W przypadku, gdy dno mieszka jest
zwymiarowane, grubo$é materiatu wyjsciowe-
go zostata okreslona. W przeciwnym wypadku
bedzie ona wybrana w dalszym etapie obliczen.

Pierwszg, ustalong na wstepie przez techno-
loga wielkos$ciag jest "HK" - wysoko$¢ kasety
formujacej fale. Nastepnie zostaje obliczona
taczna objeto$s¢ materiatu na caty mieszek
/Wraz z naddatkami/ i objeto$¢ pobocznicy tu-
lei, czyli objeto$¢ materiatu na mieszek z wy-
taczeniem dna. Ostatecznym efektem obliczen
wstepnych sg wymiary /$rednica, wysokos¢,
grubos$¢ Scianki/ tulei przed operacjg hydra-
ulicznego formowania fali. Tuleja ta ma zostac
wytworzona jako efekt kilku operacji obrobki
plastycznej. Moze byé ona uzyskana przy za-
stosowaniu wielu operacji przettoczenia i nie-
wielu operacji ciggnienia lub odwrotnie. Zale-
zy to od wyboru grubos$ci materiatu wyjscio-
wego, €0 ma miejsce we wszystkich przypad-
kach, gdy grubosci dna mieszka nie okreslono.
Przypadkiem optymalnym jest taka grubos¢
materiatu, dla ktoérej tagczna ilos¢ operacji
przettaczania i ciggnienia jest najmniejsza.

Po wybraniu grubo$ci materiatu wyjsciowego,
technolog przystepuje do projektowania "od
korica" kolejnych operacji ciggnienia, wyzna-
czajac wymiary kolejnych tulei do chwili, az
grubos$¢ Scianki tulei stanie sie rdwna grubos-
ci materiatu wyjsciowego. Na tym etapie obli-
czenia sg zwykle powtarzalne, a to w celu row-
nomiernego pocienienia $cianek w kolejnych
ciggach.

Po zaprojektowaniu operacji ciggnienia,
dysponujac informacjami o grubos$ci materia-

tu wyjsciowego i o tgcznej objetosci materia-
tu niezbednego do uformowania mieszka /z
naddatkami/, technolog oblicza $rednice krgz-
ka wyjsciowego, szerokos¢ tasmy i skok tas-
my w wykrojniku. Wielkos$ci te zostang wyko-
rzystane przy konstruowaniu wykrojnilca i przy
obliczaniu normy materiatowej i kosztu ma-
teriatu. Nastepnie majgc okreslong $rednice

i grubos$¢ krazka wyjsciowego - projektuje

sie operacje ttoczenia lprzettaczania i obliczg
wymiar kolejnych wyttoczek. Wymiary ich
bedg wykorzystane przy konstruowaniu ttocz-
nikéw i oczywiscie przy normowaniu pracy.
Po zaprojektowaniu operacji wykrawania, tto-
czenia i ciggnienia opracowany zostaje wtas-
ciwy proces technologiczny, w ktorym znajda
sie wszelkie operacje posrednie w rodzaju wy-
tarzania, smarowania, mycia lsuszenia oraz
operacje koncowe, takie jak: zgniatanie, stabi-
lizacja, sprawdzanie itp.

Proces technologiczny stanowi muteriat
wyjsciowy do konstrukcji oprzyrzagdowania i
dla wyliczania norm czasu pracy i materiatu.
Wielko$cig wyjsciowg do wyznaczania normy
materiatu j ceny materiatu na 1 mieszek sa
obliczone wczesniej: Srednica i grubos$¢ kraz-
ka wyjsciowego. Aby wyznaczy¢ koszt mate-
riatu technolog normowania postuguje sie cen-
nikami. Cenniki uzalezniajg koszt 1 kg mate -
riatu od gatunku, grubos$ci tdémy, stanu ma-
teriatu, a nawet /stal nierdzewna/ od jej sze-
rokoséci. Znacznie bardziej pracochtonne jest
wyznaczanie norm czasowych. Stuzba normo-
wania korzysta z opracowanego w ubiegtych
latach zbioru normatywoéw czasu pracy dla wy-
konywania mieszkow sprezystych. Zbior ten
liczy 39 normatywéw. Nalezy tu zwréci¢ uwa-
ge, ze w wiekszoséci normatywéw czasy jed-
nostkowe wykonania uzaleznione sg od wymia-
row krazkéw, wyttoczek, tulei lub wrecz go-
towych mieszkow. Opierajgc sie na normaty-
wach oraz na technologii, technolog normowa-
nia czasu okresla czas przygotowawczo-zakon-
czeniowy i czas jednostkowy dla wszystkich
wystepujacych w procesie technologicznym
operacji.

Ogolny opis programu projektowania
technologii z pomoca maszyny cyfrowej

Przedstawiony program zostat napisany w
jezyku FORTRAN. Jest on wiernym powtdrze-
niem prac.y technologow wykonywanej podczas
opracowywania technologii mieszka w porzad-
ku i kolejnosci wczesniej opisanej. Program
projektowania technologii mieszk6w sprezy-
stych przy pomocy komputera ma wyrazng
strukture segmentowg. Najogo6lniej mozna go
podzieli¢ na cze$¢ gtéwng i 6 podprogramoéow
/subroutines/. W czes$ci gtownej programu
mozna wyodrebni¢ nastepujgce segmenty:

- przyjmowania oznaczen,

- czytania danych wejSciowych,

- nadawania warto$ci zmiennych,

- sprawdzania poprawnos$ci danych wejscio-
wych,



- druku danych wejsciowych,
- obliczen wstepnych,
- wyboru drogi obliczen i wywotywania podpro-
gramoéw,
- wyznaczania wymiaréw i kosztu materiatu,
- drukowania danych posrednich,
- redakcji karty technologicznej,
- obliczen ekonomicznych.

Wspomniane wyzej podprogramy to:
1/ podprogram SZTZTU wyznaczajgcy ilos¢
mieszkéw z 1 ciggu
2/ podprogram WYGRMA wybierajacy /jesli
nie podano/ grubo$¢ materiatu wyjsciowego
3/ podprogram CLAGI wykonujacy obliczenia
dla wszystkich operacji ciggnienia
4/ podprogram OPTLOC wykonujacy oblicze-
nia dla wszystkich operacji ttoczenia i prze-
ttaczania
5/ podprogram LIZAOB wyznaczajacy koniecz-
ng ilo$§¢ operacji obcinania obrzezy ciggéw
6/ podprogram MATER wykonujacy obliczenia
dotyczgce materiatu.

Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy
programu projektowania technologii mieszkow
sprezystych.

Segm*~nt czytania danych wejsciowych

Zbior danych wejsciowych sktada sie z sze$-
ciu kart: L fe
- 2 karty, w ktérych zawarte sg wszystkie in-
formacje przeniesione z rysunku konstrukcyj-
nego mieszka,
r, karta, w ktdrej podaje sie dopuszczalne
wspobtczynniki przeformowania materiatu w
operacjach ciggnienia,
- karta, w ktdérej podaje sie 2 wartosci grubos-
ci materiatu znajdujgcego sie na stanie maga-
zynu.

- karta, w ktorej podaje sie warto$é¢ "I1K" wy-
sokos¢ kasety

- karta okre$lajgca wielkosci serii, dla ktdrej
wykonuje sie obliczenia ekonomiczne.

W segmencie czytania danych wejsciowych,
oprécz instrukcji czytania kart, umieszczono
réwniez instrukcje drukowania wczytanych
wartosci. Wydruk ten ma stuzyé technologowi
do sprawdzania czy wszystkie podane wartosci
sg zgodne z zamierzeniem. Ponadto instrukcja
czytania kart umozliwia czytanie jednego zbio-
ru 6 kart, wykonywanie catego programu czy-
tania nastepnego zbioru 6 kart itd., az do wy-
czerpania catego zbioru. Taki uktad instrukcji
czytania danych umozliwia zar6wno uzyskanie
technologii réznych mieszkéw przy jednym
wywotaniu programu, jak rowniez uzyskanie
roznych wersji technologii i obliczen ekono-
micznych tego samego mieszka.

Segment nadawania wartos$ci zmiennym

W segmencie tym nadawane sg konkretne
wartosci liczcbowe nastepujgcym grupom zmien-
nych:

- zmienne okre$lajace mozliwosci technolo-
giczne wydziatu produkcji mieszkéw

- zmienne okres$lajgce asortyment produkowa-
nych taém i odpowiadajgce im ceny

- zmienne okres$lajgce przeniesione z obowig-
zujacych normatywéw wartos$ci czasow przy-
gotowawczo-zakonczeniowych, czaséw wyko-
nania i czaséw uzupetniajacych dla r6znych
operacji

- zmienne okre$lajace pracochtonno$¢ wyko-
nania réznych typéw przyrzadéw technologicz-
nych przez gospodarke narzedziowg.

| START 1
CZYTANIE. DANYCH NAD/:\WANIE' OBLICZENIA DOTYCZ
wejsciowych WARTOSCI ZMIENNYCH MATERIALU
SPRAWDZANE POPKA PODPROGRAM DRUK DANYCH
NOSCI DANYCH WEJSC MATERIALU POSREDNICH
JuUuL TAK I * DRUK e
REDAKCJA KARTY DRUK KARTY
| OBLICZENIA WSTEPNE | TECHNQL OGICZNE] TECHNOLOGICZNEJ
DRUK B I 1
WYBOR DROGI OBLICZENIA DRUK DANYCH
OBLICZEN EKONOMICZNE r EKONOMICZNYCH
PODPROGRAM STOPI
SZTZTU
KONIEC ZBIORU
PODPROGR/M TAK NIE
MGRMA
| | STOP [
PODPROGRAM PODPROGRAM PODPROGRAM
CIAGI OPTLOC LIZAOB

Rys. 1. Schemat programu projektowania technologii mieszkow sprezystych



Przyjeto zasade, ze dla nadania wartosci
kazdej ze zmiennych uzyto osobnej karty.
System ten ma na celu utatwienie, aktualizacji
programu w przypadku jakichkolwiek zmian
dotyczacych ktorejkolwiek grupy zmiennych
czy nawet jednej z nich.

Segment sprawdzania poprawnos$ci danych
wejsciowych

Mozliwo$¢ sprawdzenia danych wejsciowych
przez technologa zostata zabezpieczona po-
przez wprowadzenie instrukcji drukowania
wszystkich wczytanych z kart wartosci, bez-
posrednio po instrukcjach czytania. Segment
sprawdzania poprawnos$ci danych wejSciowych
ma na celu zaoszczedzenie czasu pracy kom-
putera wprzypadku wystapienia btedéw "gru-
bych". W przypadku wykrycia pierwszego na-
potkanego btedu nastepuje natychmiast druk
informacji o rodzaju btedu i przejscie do czy-
tania nastepnego zbioru kart. Je$li nie napot-
kano btedéw wsrdd danych wejsciowych na-
stepuje druk DANE ZRODLOWE PODANE
WEASCIWIE.

Segment druku danych wejsciowych

W segmencie, tym zgrupowane sg instrukcje
druku danych wejsciowych w wygodnej i przej-
rzystej formie. Drukowane sg jedynie wiel-
kosci, ktore znajduja sie na rysunku konstruk-
cyjnym mieszka. Mozna powiedzieé, ze jest
to stowny opis detalu /mieszka/. Rys. 2 ilu-
struje wydruk danych wejsciowych.

Segment obliczeA wstepnych

W segmencie tym wykonywane sga podstawo-
we obliczenia inzynierskie i wyznaczone sg
'akie wartosci jak:

naddatek na obciecie ostatniego ciggu,

- dtugos¢ i Srednica tulei po ostatnim ciagu
przed operacja formowania fal.
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Rys. 2. Aydruk danych wejsciowych

- objeto$¢ materiatu potrzebnego na uformowa-
nie mieszka.

W segmencie tym znajdujg sie rowniez in-
strukcje sprawdzajace technologiczne mozli-
woséci wykonania tulei /jednoznaczne z mozli-
woscig wykonania mieszka/. JeSli mozliwosci
technologicznych nie ma / zbyt wysoka tuleja
lub niebezpieczny stosunek wysokosci do $red-
nicy/ nastepuje druk informacji otym przy-
padku oraz natychmiastowe przejs$cie do czy-
tania nastepnego zbioru kart wejsciowych.

Segment wyboru dalszej drogi obliczen

W pierwszych 4 instrukcjach tego segmentu
nastepuje identyfikacja materiatu mieszka i
przyjecie odpowiednich wartos$ci dla wspot-
czynnika przeformowania w operacjach ciag-
nienia. Kolejno nastepuja instrukcje identyfi-
kujace typ dna mieszka. Je$li mamy do czy-
nienia z mieszkiem bez dria, oznacza to, ze
jest teoretyczna mozliwo$¢ wykonywania kilku
mieszkOw z jednego ciggu oraz ze nalezy wy-
bra¢ jeden z dwu rozporzgdzalnych w magazy-
nie materiatéw. W efekcie nastagpi wywotanie
podprogramow SZTZTU i WVGUMA; Jesli ma-
my do czynienia z mieszkiem z dnem, ale bez
okres$lenia jego grubosci, to nastapi jedynie
wywotanie podprogramu 'WYGRMA. W pozo
statych przypadkach /mieszek z dnem o okres-
lonej grubos$ci przettaczany lub nie/ nie sg w
og6le wywotywane podprogramy SZTZTU i
WYGRMA. We wszystkich przypadkach wywo-
tywane sg podprogramy CIAGI, OPTL.OC i
LIZAOE. Wszystkie podprogramy bedg szcze-
gétowo omawiane w dalszej czesci opisu. W
tym miejscu nalezy wspomnie¢ jedynie, ze po-
za innymi wielko$ciami, w podprogramach wy-
znacza sie ilos¢ operacji przettaczania i cigg-
nienia.

Konhczace ten segment instrukcje sprawdza-
ja, czy ilosci tych operacji nie przekraczaja
wartos$ci krytycznych. JeS$li przekroczenie
wystapito, nastepuje druk odpowiedniej infor-
macji i przej$cie do czytania nowego zbioru
kart.

Segment wyznaczania wymiaréw i kosztu ma-
teriatu wyjsciowego

Pierwsze dwie instrukcje tego segmentu stu-
zg3 do obliczenia szerokos$ci tasmy i jej skoku
w wykrojniku przy wykrawaniu krazka. W na-
stepnych instrukcjach identyfikowany jest ma-
teriat, przyjmowane wartos$ci tolerancji tasm
/funkcja szeroko$ci i grubosci tasmy/ oraz
cigzar wtasciwy materiatu. W zaleznosci od
konkretnej /juz znanej/ grubo$ci taSmy przyj-
mowana jest warto$é ceny 1 kg materiatu.
Obliczone w tej czes$ci programu i w cze$ciach
poprzednich wielko$ci, sg parametrami aktual-
nymi wywotywanego w tym miejscu podprogra-
mu MATER, w ktérym nastepuje wyznaczenie
normy i ceny materiatu na 1 mieszek. Segment
konczg instrukcje drukowania informacji o ma-
teriale. Na rys. 3 pokazano fragment, wydruku
dotyczacy materiatu.
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Rys. 3. Wydruk informacji o materiale

Segment druku danych posrednich

W segmencie tym zgrupowane sg instrukcje
druku wszystkich wazniejszych obliczonych
wielkosci takich jak:

- szerokos$¢ tasmy,

- Srednica krazka,

- liczba mieszkéw z 1 ciagu,

- liczba operacji przettaczania i wymiary
kolejnych wyttoczek,

- liczba operacji ciggnienia i wymiary kolej-
nych tulei,
- liczba operacji obcinania obrzezy.
Wydrukowane informacje przydatne sg prze-
de wszystkim dla konstruktoréw oprzyrzgdowa-
nia, ktorzy otrzymuja gtéwne wymiary stempli
i matryc ttocznikéw, trzpieni i oczek ciggo-
wych oraz trzpieni do obcinania ciaggéw. Na
rys. 4 przedstawiono fragment wydruku da-
nych posrednich.
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Rys. 4. Wydruk danych posrednich



Segment redakcji karty technologicznej

Segment ten jest najwazniejszg czes$cig cate-
go programu i wtasciwie wszystkie pozostate
czesSci programu i podprogramy stuza jego
powstawaniu. Wszystkie zgrupowane w tym
segmencie instrukcje majg na celu wyznacza-
nie norm czasu pracy /czasy przygotowawczo-
zakonhczeniowe i czasy jednostkowe/ dla po-
szczegG6lnych zabiegéw i dla catych operacji
oraz druk kolejnych operacji z rozbiciem na
zabiegi. W operacjach wykrawania, ttoczenia,
ciggnienia /obcinanie ciggéw/ drukowane sg
rowniez wymiary kragzkéw, wyttoczek i tulei.
Uktad procesu technologicznego jest typowy a
zabiegi, ktérych nie trzeba wykonywa¢ maja
podane czasy TPZ i Tl réwne zeru. Do wyzna-
czenia norm czasu pracy postuzono sie norma-
tywami. Z normatywow, w ktédrych czasy wy-
konania nie sa uzaleznione od wymiaréw poét-
fabrykatow, konkretne wartos$ci TPZ i Tl wpro-
wadzono do programu w segmencie nadawania
wartosci zmiennym.

W pozostatych przypadkach dokonano inter-
polacji wielomianowej, zastepujac tabele
funkcjami liniowymi. Rys. 5 ilustruje fragment
wydruku karty technologicznej.

Segment obliczen ekonomicznych

W segmencie tym zgrupowano instrukcje wy-
konywania niezbednych obliczen i druku infor-
macji, stuzacych do opracowania konkretnej
oferty eksportowej lub kooperacyjnej. Danymi
wyjsciowymi do obliczen sa:

- proces technologiczny /doktadnie tgczny
czas TPZ i Tl odniesione do 1 sztuki mieszka/
- wielkos$¢ serii /podawana w danych wejscio-
wych/

- pracochtonno$é wykonania poszczegdlnych
typéw przyrzagdoéw obrébczych podawana wg
aktualnego katalogu pracochtonnosci gospodar-
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ki narzedziowej w segmencie nadawania war-
tosci zmiennym
- zbiér informacji o materiale.

Pracownik dziatu eksportu'lub kooperacji
otrzymuje wydruk zawierajacy nastepujace in-
formacje:

- wielko$¢ serii minimalnej,

- czasy TPZ i Tl na wykonanie 1 sztuki miesz-
ka,

- koszt materiatu na 1 mieszek,

- koszt opracowan technologicznych,

- koszt/roboczogodziny/ przygotowania na-
rzedzi, przy wykonaniu zadanej serii.

Opis podprogramow

Podprogram SZTZTU wywotywany
jest wprzypadku mieszka bez dna, kiedy ist-
nieje mozliwo$¢ wykonywania z jednego wyso-
kiego ciggu kilku sztuk mieszkow. Liczbe miesz-
kéw z jednego ciggu "N" oblicza sie dzielgc
dtugos¢ najwyzszej technologicznie mozliwej
tulei przez dtugos$¢ tulei niezbednej dla ufor-
mowania jednego mieszka. Wartos¢ "N" jest
nastepnie sprawdzana, ze wzgledu na dopu-
szczalng warto$¢ stosunku dtugosci tulei na
"N" mieszkow do jej $rednicy. JesSli wartos¢
ta jest przekroczona, obliczone wczes$niej "N"
jest zmniejszane o jedno$¢ i nastepuje powtdr-
ne sprawdzenie. WielkoSciami wyprowadzany-
mi z podprogramu SZTZTU sa: N /ilo$¢ miesz-
kéw/, DLKOR/dtugos$¢ tulei na N mieszkéw/
oraz VBN /objetos¢ materiatu tulei/.

Podprogram WYGRMA - podprogram
ten wywotywany jest dla mieszka bez dna lub
z dnem o nieokreslonej grubos$ci. W podpro-
gramie WYGRMA dobierana jest "lepszall z
dwu podanych do wyboru grubosci tasmy. Kry-
terium decydujagcym o wyborze grubosci tas$-
my jest minimalizacja niezbednej iloSci ope-
racji ttoczenia i ciggnienia tacznie.
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Rys. 5. Wydruk karty technologicznej



P odpr ogram CIAGI - podprogram
CIAGI jest wywotywany zawsze, bez wzgle-
du.na typ mieszka, rodzaj materiatu itp. Pa-
rametrami aktualnymi dla tego podprogramu
sg wymiary tulei po ostatnim ciggu przed for-
mowaniem fal, a przede wszystkim dtugos$¢,

S§rednica wewnetrzna i grubos¢ Scianki /dwie
ostatnie warto$ci pochodza z rysunku kon-
strukcyjnego mieszkal/, grubos¢ materiatu

wyjsciowego, objetos¢ materiatu na tuleje, to-
lerancja $cianki mieszka i wspdtczynniki prze-
formowania dla danego materiatu.

Zadaniem podprogramu jest:
- wyznaczenie ilo$ci operacji ciggnienia,
- skorygowanie wspdtczynnikow przeformowa-
nia tak, aby we wszystkich operacjach naste-
powato jednakowe pocienienie $cianek,
- wyznaczenie wymiardw tulei po kolejnych’
operacjach,
- wyznaczenie naddatkéw na obcinanie ciggow,
- wyznaczenie tacznej objetosci materiatu,
/po uwzglednieniu odpaddéw na obcinanie tulei/
- obliczenie S$rednicy krazka wyjsciowego.

Z podprogramu wyprowadzane sg:
- ilo$¢ operacji ciaggnienia,
- Srednica krazka,
- szereg grubosci $Scianek tulei,
- szereg Srednic wewnetrznych tulei /wymia-
ry trzpieni ciggowych/,
- szereg Srednic zewnetrznych tulei /wymiary
oczek ciggowych/,
- szereg diugosci tulei po obcieciu /wymiary
trzpieni do obcinanial/,
- szereg naddatkow na obcinanie ciggdw,
- faczna objetos¢ materiatu.

Wielkos$ci te drukowane sg jako wyniki pod-
programu CIAGI oraz dalej w wydruku danych
posrednich, a wykorzystywane w podprogra-
mach OPTLOC, MATER iprzy redagowaniu
karty technologicznej.

Osobny wydruk wynikéw podprogramu wyko-
nano z my$la o konstruktorach pomocy techno-
logicznych. Drukowane wielkos$ci moga by¢
wprost przeniesione na rysunki konstrukcyjne
przyrzadow.

ePodprogram tDPTLOC - podprogram
ten, podobnie jak podprogram CIAGI - wywo-
tywany jest zawsze bez wzgledu na typ miesz-
ka. Parametrami aktualnymi sg obliczone
wczesniej:

- grubos$é materiatu,

- Srednica krazka,

- objetosé materiatu,

- Srednica pierwszej tulei /cigg/.

Zadaniem podprogramu jest wyznaczanie
niezbednej ilosSci operacji ttoczenia oraz obli-
czenia wymiarow wyttoczek po kolejnych ttocze-
niach. Wielko$ci te wyprowadzane sg z pod-
programu. Wymiary wyttoczek sa drukowane
w zbiorze danych posrednich. mStuzg one kon-
struktorowi ttocznikéw i technologowi wykonu-
jacemu szkice do odpowiednich operacji tto-
czenia.

®P odprogram LIZAOB - podprogram
ten, podobnie jak CIAGI i OPTLOC. wywoty-
wany jest zawsze. Parametrami aktualnymi
sg obliczane w podprogramie CIAGI: ilos¢ ope-
racji ciggnienia i szereg naddatkéw na obcie-
cie ciggbw. Przyjeto zasade obcinania ciggéw
tylko wtedy, gdy grubo$¢ Scianki ciaggu jest
mniejsza od 0, 35 mm. Dla tulei o grubszej
§ciance naddatek na obciecie jest rowny zeru.
W podprogramie liczone sa naddatki wigksze
od zera, a ich suma /ILZ./ wyprowadzona jest
z podprogramu wielko$cig réwng ilosci zabie-
géw obcinania ciggéw. Wielko$¢ ta drukowana
jest jako wynik podprogramu oraz w zbiorze
danych posrednich, a wykorzystywana w seg-
mencie redakcji karty technologicznej.

®P odpr ogram MATER - podprogram
MATER wywotywany jest w segmencie wyzna-
czania wymiarow i kosztu materiatu. Parame-
trami aktualnymi dla tego podprogramu sg:
- szerokos$¢ tasmy i jej skolc w wykrojniku,
- grubo$¢ materiatu,
- szereg tolerancji szerokos$ci tasm,
- ciezar wtasciwy materiatu,
- cena materiatu,
- ilo$§¢ mieszkow z 1 ciagu.

W podprogramie obliczone sg nastepujace
wielkosci:
- objetos¢ materiatu /wraz z odpadem na 1
mieszek/,
- ciezar materiatu na 1 mieszek,

- koszt materiatu na 1 mieszek.
Wyprowadzone wielkos$ci drukowane sga jako
wyniki podprogramu. Wesp6t z innymi informa-
cjami umieszczone sg réwniez w wydzielonym
zbiorze danych o materiale. Norma materia-
towa i koszt materiatu wchodzg do zbioru da-

nych do kalkulacji.

Dorazne i perspektywiczne korzysci
z opracowanego programu

Zatozono, ze program przez okres jednego
roku bedzie testowany i rozwijany. W  tym
czasie bedzie on stuzyt stuzbie technologicz-
nej jako pomoc a stuzbie ekonomicznej i dzia-
towi eksportu jako materiat wyjsciowy, skra-
cajgc czas opracowan technologicznych o ok.
50%, a czas przygotowania oferty eksportowej
do ok. 2-3 dni. Po ewentualnym udoskonaleniu
programu przewiduje sie przystosowanie wy-
druku procesu technologicznego do formy przy-
jetej na wydziale produkcyjnym i wykorzysty- J
waniu go jako technologicznej dokumentacji
warsztatowej.

Program zostat napisany na maszyne R32
i przystosowany na ODRIj! 1304; tgczny czas
pracy maszyny przy wykonywaniu obliczen
dla 4 mieszk6w jednocze$nie wynosi ok. 1 min.
40 sek. Program liczy 900 instrukcji.

Program zostal opracowany przez autora w
ramach studium podyplomowego zastosowan
komputerow w technologii mechanicznej. Z ra-
mienia Instytutu Technologii Mechanicznej
opracowanie konsultowat dr St. Zietarski.



dr mi. RUTA MACKOWIAK

mgr mi. STANISLAW SZABLA
Instytut Komputerowych Systemow
Automatyki i Pomiaréw-Wroctaw

PODSYSTEM ZBIERANIA DANYCH DLA SYSTEMOW
STEROWANIA PRODUKCJA

Wykorzystanie srodkow techniki komputero-
wej do sterowania produkcjg w duzych przed.,
siebiorstwach przemystowych stato sie konieci
noscig. Szczegdlnie istotne korzys$ci daje ono
w dziedzinie technicznego przygotowania pro-
dukcji, w gospodarce materiatowej i gospodarv
ce gotowymi wyrobami oraz w sterowaniu
przebiegiem procesu produkcyjnego. Kompu-
terowy System Sterowania Produkcjg zapewnia
realizacje kompleksowego planowania i zarza-
dzania na bazie automatycznego zbierania,
przesytania i przetwarzania pierwotnej infor-
macji uzyskanej bezposrednio w miejscu jej
powstawania. Uzasadnione decyzje moga by¢
podejmowane wytgcznie w oparciu o petng,do-
ktadng, aktualng i wiarygodng informacje,

Podsystem Zhbierania Danych opracowany w
Instytucie Komputerowych Systeméw Automa-
tyki i Pomiaréw umozliwia automatyczne zbie-
ranie informacji bezposrednio u zrédet jej po-
wstawania i dostarczanie tej informacji w cza-
sie rzeczywistym do komputera w celu jej
przetworzenia. W poréwnaniu z tradycyjnym
sposobem dostarczania danych do komputera
na papierowych nos$nikach informacji Podsys-
tem Zbierania Danych daje znaczne oszczed-
nosci w zakresie pracochtonnosci przygotowa-
nia danych i kosztu nosnikéw informacji przy
rownoczesnym zapewnieniu wiekszej doktad-
noéci i wiarygodnos$ci wprowadzanej informa-
cji oraz mozliwos$ci uzyskiwania i przetwarza-
nia dany¢h w czasie rzeczywistym.

Podsystem Zbierania Danych zostat opraco-
wany dla potrzeb réznych gatezi przemystu.
Jest on bardzo przydatny w rozdzielniach wy-
dziatowych, magazynach, laboratoriach oraz
wszedzie tam, gdzie informacja musi by¢ ak-
tualna, doktadna i wiarygodna, a sposdb jej
wprowadzania powinien by¢ szybki i tatwy.
Szczegblnie szerokie zastosowanie znajduje
Podsystem Zbierania Danych w procesie ste-
rowania przebiegiem produkcji, w ramach
ktéorego konieczne jest state, biezace dokumen-
towanie wszystkich zjawisk charakteryzujgcych
ten przebieg. Istotne jest przy tym nie tylko
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maksymalne skrocenie czasu miedzy zaistnie-
niem zjawiska a wprowadzeniem odpowiedniej
informacji do komputera, lecz takze zapewnie-
nie bezbtednosci wprowadzanych informacji
oraz catkowite wyeliminowanie recznego zapi*
su informacji zrédtowych. Podsystem Zbiera-
nia Danych jest jednym z najistotniejszych
sktadnikéw Komputerowego Systemu Sterowa-
nia Produkcjg w duzych przedsiebiorstwach
przemystowych.

Rys. 1. Przyktadowa Konfiguracja Komputero-
wego Systemu Sterowania Produkcja



System Sterowania Produkcjg funkcjonuje w
oparciu o komputery o znacznych mocach obli-
czeniowych, tworzgce System Nadrzedny. Pod-
system Zbierania Danych wspo6tpracuje z Sys-
temem Nadrzednym poprzez Procesor Tele-
przetwarzania Danych typu EC 8371. 01 i mo-
demy typu EC 8006 lub EC 8013. Funkcje pro-
cesOw w Systemie Nadrzednym peinig maszy-
ny JS EMC pierwszego i drugiego pokolenia.
Spos6b komunikacji Podsystemu Zbierania Da-
nych z Systemem Nadrzednym ilustruje rys. 1.
Podsystem Zbierania Danych moze takze pra-
cowaé autonomicznie w trybie lokalnego zbie-
rania i przetwarzania informacji.

iKonfiguracja Podsystemu Zbierania Danych

Podsystem Zbierania Danych kompletowany
jest z nastepujacych urzadzen z zestawu $rod-
kéw technicznych JS EMC i SM EMC:

- terminale specjalizowane typu ELWRO-3351
/CM-9401/,

- kontroler - koncentrator,

- typowe urzadzenia zewnetrzne / wg wymagan
uzytkownika/.

Standardowa konfiguracje podsystemu ilustruje
rys. 2.

6 Terminal Specjalizowany typu ELWRO-3351
/ICM-9401/

Podstawowe funkcje terminala obejmuja:
- wprowadzenie informacji cyfrowej z danego
stanowiska pracy
- identyfikacje uzytkownika
- wySwietlenie sekwencji instrukcji oraz wpro-
wadzanych danych
- wyswietlanie danych systemowych dostepnych
i zgdanych przez operatora
- wprowadzanie danych na wyswietlacz nume-
ryczny lub alfanumeryczny

Rys. 2. Przyktadowa Konfiguracja Podsystemu
Zbierania Danych
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Terminal zbudowany jest z nastepujacych
modutow funkcjonalnych
- modut czytnika kart perforowanych i zetonow.
Liczba wczytywanych kolumn standardowej kar-
ty wynosi 16.
- modut czytnika kart opisowych.
Przewiduje sie maksymalnie 256 kart opiso-
wych, dla poszczego6lnych rodzajow transakcji.
- modut wyswietlacza stan6w pracy
Wyswietla 9 instrukcji i sygnatéw biedu
- modut wySwietlacza numerycznego - do J6
cyfr + kursor
- modut klawiatury numerycznej - cyfry 0-9
- modut klawiatury funkcyjnej - 4 manipulacje
- programowalny modut sterowania i transmi-
sji danych
- modut klawiatury alfanumerycznej
- modut wy$wietlacza alfanumerycznego
- modut 64 wejsé cyfrowych dwustanowych z
separacjg optoelektroniczng

« Kontroler - koncentrator

Kontroler-koncentrator jest specjalizowang
jednostka sterujagcg Podsystemu Zbierania Da-
nych, organizujaca prace terminali w petlach
transmisyjnych oraz przekazywanie informa-
cji z/do Systemu Nadrzednego. Funkcje kon-
trolera-koncentratora petni sterownik grupo-
wy EC 8520. Istnieje rowniez mozliwos$¢ przy-
stosowania do tego celu minikomputeréw z ze-
stawu SM EMC.

Podstawowe parametry techniczne kontrole-
ra-koncentratora
- pamieé¢ operacyjna 32 kB z mozliwos$cig roz-
budowy do 128 kB
- 16-poziomowy uktad przerwan
- mozliwo$¢ wspotpracy z nastepujacymi urza-
dzeniami zewnetrznymi:
terminal specjalizowany typu ELWRO-3351
/CM-9401/,
pamie¢ tasmowa PT-105, PT-305,
pamie¢ dyskowa 1ZOT 370 /EC 5052/
monitor ekranowy MERA 7952 /EC 7062/
drukarka DZM 180 KSRE /EC 7186/,
czytnik tasmy papierowej CT 2200 /EC 6122/
czytnik kart DARO 1220 /EC 6113/,
pamie¢ kasetowa PK-1 /EC 5019/.

Petla transmisyjna sktada sie z:

- telefonicznego kabla dwu lub czterozytowego
- repetytoréw, ktore stuzg do potgczenia ter-
minali z petla

Catkowita dtugos$¢ petli wynosi 30 km.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy terminalami
wynosi 1 km.

Oprogramowanie

Istotng cze$cig Podsystemu Zbierania Da-
nych jest oprogramowanie. Dzieli sie ono na
dwie grupy:

- oprogramowanie podstawowe
- oprogramowanie uzytkowe

Oprogramowanie podstawowe obejmuje pro-
gram sterujacy oraz testy techniczne kontro-
lera i urzadzen zewnetrznych.



Program sterujgcy nadzoruje prace systemu
poprzez:
- obstuge urzgdzen zewnetrznych, w tym spe-
cjalizowanych terminali do zbierania danych
- sterowanie pracg wieloprogramowa
- obstuge wielopoziomowego uktadu przerwan
- tworzenie wielodostepnych zbioréw danych
w pamieci operacyjnej
Dodatkowo w sktad oprogramowania podstawo-
wego mo*ga by¢ wigczone translatory jezykéw
programowania.

Oprogramowanie uzytkowe zapewnia reali-
zacje funkcji charakterystycznych dla konkret-
nego zastosowania podsystemu.

Przyktady zastosowania Pod
systemu Zbierania Danych

Obszarami o szczegélnie decydujacym wpty-
wie na przebieg procesu produkcyjnego sa:

- przeptyw materiatéw, elementéw, narzedzi
- rejestracja pracy maszyn i urzagdzen

- ewidencja produkecji i ustalenie odchylen od
planowanego przebiegu.

Rys. 3 ilustruje zastosowanie Podsystemu
Zbierania Danych do sterowania przeptywem
materiatow.

Podsystem Zbierania Danych w sterowaniu
przeptywam strumienia materiatowego obej-
muje zdarzenia od momentu przybycia dosta-
wy do przedsiebiorstwa do momentu wydania
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materiatéw z magazynu do wydziatéw produk-
cyjnych. Podsystem daje biezgce informacje
o0 stanach magazynowych, przekroczeniu nor-
matywoOw zapasOw w magazynie oraz o niedo-
borach materiatowych. Stuzby zaopatrzenia,
na podstawie informacji z podsystemu moga
podejmowaé¢ decyzje zakupu lub wstrzymania
dostawy partii materiatu. Rozszerzenie funk-
cji podsystemu o ewidencje przyje¢ i wydawa-
nie materiatobw w rozdzielniach wydziatowych
umozliwia sterowanie procesem przyptawu
materiatéw od momentu wejscia do przedsie-
biorstwa do wykorzystania ich w gotowym wy-
robie. Na rys. 4 przedstawiono Podsystem
Zbierania Danycti dla wydziatu ttoczni w fabry
ce samochodéw. Terminale zainstalowane sg
bezposrednio przy liniach pras i umozliwiaja
automatyczne naliczanie produkcji oraz reje-
stracje zdarzen produkcyjnych /awarie, prze-
zbrajanie, postoje nieuzasadnione, wydajnos$¢
itp./.

|OZastosowanie Podsystemu Zbierania Danych
do sterowania przebiegiem produkcji na wy-
dziale ttoczni umozliwia:
- maksymalne wykorzystanie zdolnosci pro-
dukcyjnej /ograniczenie przestojow pras/
- posiadanie aktualnych informacji o stanie
urzadzen, produkcji, zapasach i wszelkich za-
ktédceniach produkcyjnych
- minimalizacje liczby przezbrojen pras.

DYSPOZYTOR

KIEROWNIK
MAGAZYNOW

KIEROWNIK
ZAOPATRZENIA

StUZBY
ZAOPATRZENIA

INNE
SLUZBY

KONTROLA DOSTAW

Rys. 3. Podsystem terminali w zastosowaniu do sterowania przeptywem materiatéw
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EC 8371.01

EC 8006

LINIA PRAS 1 LINIA PRAS 2

KIEROWNIK
TEepme ?KY
KIEROWNIK
PRODUKCII

INNE
SLUZBY

LINIA PRAS /N*

Rys. 4. Podsystem terminali w zastosowaniu do zbierania danych na wydziale ttoczni

W 1979 r. podsystem zbierania danych byt
demonstrowany na MTP-79 oraz w Moskwie
na wystawie "Srodki techniczne JS EMC i SM
EMC i ich zastosowania”™. Na MTP-79 podsys-
tem zbierania danych realizowat zadania de-
monstracyjne przy wspotpracy z nadrzednym
systemem komputerowym EC 1032 za posred-
nictwem procesora teleprzetwarzania danych
EC 8371.01, ktoOre tc urzadzenia zlokalizowa-
ne byty we Wroctawiu w Centrum "Mera-EI-
wro". Na wystawie w Moskwie podsystem zbie-
rania danych pracowat w systemie hierarchicst-
nym, w ktérym role systemu nadrzednego pet-
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nit komputer EC 1045. taczno$¢é podsystemu
z systemem nadrzednym zapewniat procesoi
teleprzetwarzania danych EC 8371. 01 i urzga-
dzenia transmisji danych.

Pierwszy pilotowy podsystem zbierania da-
nych dla celéw sterowania produkcja bedzie
zainstalowany w 1979 r. w Centrum "Mera-
Elwro" w oddziale obrdbki tworzyw termopla-
stycznych. Drugi podsystem przeznaczony jest
dla Fabryki Samochodéw Osobowych na Zera-
niu i zostanie wdrozony w pierwszej potowie
1980 roku w zaktadzie montazu nadwozi.



mgr jni. JAN KURILEC
mgr inz. KAZIMIERZ SzZULC
Instytut Komputerowych Systemow

Automatyki i Pomiaréw - Wroctaw

PIERWSZE DOSWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE

INTELEKTRAN-S W ENERGETYCE

W Centrum Komputerowych Systeméw Auto-
matyki i Pomiaréw "Mera-Elwro" przygotowy-
wana jest przemystowa produkcja nowego sys-
temu elementow automatyki INTELEKTRAN-S.
Elementy systemu sg elektronicznymi urzg-
dzeniami analogowymi i analogowo-dyskretny-
mi, pracujacymi na standardowych sygnatach
przesytowych. Stuzg do realizacji czes$ci cen-
tralnej uktadéw automatycznej regulacji pro-
cesOw wolnozmiennych. Opracowanie systemu
podjete zostato z myé$lg o zabezpieczeniu po-
trzeb energetyki na sprzet automatyzacji,zwig-
zanych z przejsciem na .bloki 360 MW.

Nowymi cechami systemu INTELEKTRAN-S
w stosunku do wcze$niej produkswanych elek-
tronicznych elementéw automatyki URS-III-
INTELEKTRAN s3:

- wprowadzenie ciggtego testowania sprawnos-
ci wazniejszych weztéw uktadow regulacji,

- wprowadzenie uktadow samoczynnego i zdal-
nego przetgczania rodzajow sterowania.

- zwiekszenie powigzan uktadow automatycznej
regulacji z uktadami blokad i sygnalizacji,

- nowoczesne rozwigzanie sposobéw sterowa-
nia i konstrukcji elementéw pulpitowych,

- wprowadzenie powigzan z urzagdzeniami ste-
rowania sekwencyjnego,

- wprowadzenie centralnego zasilania z ukta-
dami rezerwacji i zabezpieczenia,

- zwiekszenie elastycznos$ci systemu i stwo-
rzenie podstaw do dalszej integracji z urzaT
dzeniami cyfrowymi.

System INTELEKTRAN-S wnosi wiele no-
woséci rowniez w sferze projektowania oraz
prefabrykacji zestawdw automatyki. Dzieki
wspotpracy w okresie prac badawczo-konstruk-
cyjnych specjalistow z energetyki system w
petni odpowiada potrzebom gtéwnego odbior-

cy.

Struktura i mozliwosci funkcjonalne systemu

System INTELEKTRAN-S jest systemem
mpdutowym. Elementy systemu wykonywane
sg w postaci:

- modutéw przystosowywanych do whudowania
w typowe kasety 19", wmontowywane w szafy
o wymiarach 1000x400x2000 mm.

Fot. 1.



- elementéw pulpitowych o wymiarach plyty
czotowej 36xV2 mm, przystosowanych do wbu-
dowania w pulpity mozaikowe.

Sygnatem wewnetrznym systemu jest syg-
nat napieciowy od 0 do 10V pradu statego. Jako
sygnat przesytowy od przetwornik6w pomiaro-
wych do czesci centralnej i z czes$ci centralnej
do elementéw wykonawczych przyjeto sygnat
pradowy od 4 do 20mA pradu statego.

Elementy systemu INTELEKTRAN-S podzie-
lono na nastepujace grupy funkcjonalne:

- moduty matematyczne,

- moduty dodatkowe,

- przetworniki sygnatowe,

- regulatory,

- moduty sterowania i zabezpieczen,
- nadajniki,

- elementy wyposazenia i zasilania,
- elementy pulpitowe.

Moduty matematyczne stuzg do wykonywa-
nia operacji matematycznych na sygnatach ana’
logowych. Moduty dodatkowe przeznaczone sa
do wykonywania operacji logicznych nad sygna*
tami i formowania sygnatéw dwustanowych, a
takze do przetgczania sygnatu analogowego za
pomocg sygnatu dwustanowego. Przetworniki
sygnatowe stuzg do przetwarzania réznych
sygnatéw przesytowych lub stanéw nadajnikéw
potencjometrycznych na standardowe sygnaty
systemu przy jednoczesnej filtracji zaktocen.
Zadaniem regulatoréw jest dynamiczne prze-

nistopien sna

twarzanie sygnatéw wejsciowych i wytwarza-

nia wyjsciowego sygnatu regulacyjnego. Modu-
ty sterowania wypracowujg sygnaty sterujace,
sygnaty rodzaju sterowania, sygnaty informa-
cyjne i sygnaty blokad oraz zabezpieczaja za-
silanie obwodow regulacji. Nadajniki stuzg do
wytwarzania standardowego sygnatu analogo-

wego. Elementy wyposazenia umozliwiajg stro-
jenie i kontrole modutéw podczas pracy, roz-
ruchu lub naprawy. Elementy zasilania i za-

bezpieczen dostarczajg odpowiednich napieé
w stanach normalnej pracy i podczas awarii.
Elementy pulpitowe zapewniajg kontakt opera-
tbra z uktadem regulacji - kontrole jako$ci
regulacji oraz sterowanie reczne z pulpitu.

Odpowiednio dobrane zestawy modutéw umoz-
liwiaja:
- statyczne i dynamiczne, liniowe i nieliniowe
przetwarzanie sygnatdw wejsciowych z czes$ci
pomiarowej i wytwarzanie sygnatéw sterujga-
cych o pozadanych wtasciwosciach,
- wspoOtprace z innymi systemami automatyki
i systemami cyfrowymi,
- dostarczanie operatorowi niezbednych infor-
macji o procesie, umozliwiajgc w przypadku
awarii lub w stanach rozruchowych przejecie
funkcji sterowania przez operatora,
- budowanie uktadéw regulacyjnych prostych,
kaskadowych, regulacji statego stosunku /z
korekcjag od trzeciej wielkos$ci/, uktadéw ste-

jr itopier’\ e violan

Rys. 1. Struktura do$wiadczalnych uktadéw automatycznej regulacji temperatury pary Swiezej
INTELEKTRAN-S na bloku nr 3 Elektrowni "Rybnik"
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rowanla nadrzednego, rezerwy analagowej
przy sterowaniu cyfrowym itp.

Urzadzenia systemu INTELEKT RAN-S przy-
stosowane sg do pracy w warunkach otoczenia:

- dla elementéow pulpiT
towych i modutow:

temperatura oto-
czenia od +5°C
do +60°C

- dla szaf z uktadami
automatycznej regulacji:
- napigeciami zasilaja-

od +5°C do +40°C
2x24V o tolerancji

cymi sg: -20% dla modutéw
i elementéw pulpi-
towych

- dla szafy: 3x220V + 10% -
15%, 5011z, -1Hz

Rys. 2-1/3.
niowej - nitka technologiczna A
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Uktad doswiadczalny INTEI,LEKTRAN-S
na bloku nr Il Elektrowni "Rybnik1l

Celem umozliwienia wstepnej oceny nowo
opracowanego systemu w roku 1977 zostat za-
projektowany, wykonany i uruchomiony uktad
doSwiadczalny oparty na egzemplarzach mode-
lowych modutéw i elementéw pulpitowych 1IN-
TELEKTRAN-S. Badania tego uktadu przepro-
wadzone W pierwszej potowie 1978 r. byly uzu-
petnieniem badan laboratoryjnych dokonanych
na przestrzeni 1977 i 1978 r.

Instalacja doSwiadczalna obejmowata:

- uktad automatycznej regulacji temperatury
pary $wiezej wylotowej,
- uktad automatycznej regulacji temperatury

Uktad automatycznej regulacji temperatury pary miedzystop-



Rys. 2-2/3.

Uktady sterowania zaworéw wtryskowych w UAR temperatury

pary miedzystopniowej - nitka technologiczna A

pary Swiezej za trzecim stopniem przegrzewa-
cza, zainstalowane czasowo w jednej z nitek
parowych kotta OP-650.

Strukture uktadéw doswiadczalnych przedsta-
wiono na rys. 1. Program badanh instalacji do-
Swiadczalnej obejmowat uruchomienie uktadow,
pomiary kontrolne przy réznych rodzajach
wprowadzanych zaktécen oraz nadzér eksploa-
tacyjny w okresie pracy ciggtej. Pomiary
sprawdzajgce wykazaty, ze dziatajg one po-
prawnie pod wzgledem funkcjonalnym, a ja-
ko$¢ regulacji jest co najmniej ré6wna jakosci
uzyskiwanej w uktadach podstawowych, opar-
tych na aparatach URS-IIl. Badania eksploata-
cyjne wykazaty pewng awaryjnos$¢ egzemplarzy
modelowych wybranych modutéw oraz drobne
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wady konstrukcyjne w elementach pulpitowych.
Na podstawie wstepnych opinii uzyskanych z
ZPBE "Energopomiar" wprowadzono odpowied-
nie zmiany w prototypach poszczegélnych ele-
mentéw systemu. KohAcowa opinia wykorzysta-
na zostata w trakcie weryfikacji dokumentacji
konstrukcyjnych, konczacej etap projektu tech-
nicznego.

Instalacja pilotowa INTELEKTRAN-S

bloku nr VIII Elektrowni Rybnik

W oparciu o wykonane w Zaktadzie Produkcji
Doswiadczalnej IKSAIP serie informacyjne
elementow systemu INTELEKTRAhI-S zreali-
zowana zostata instalacja pilotowa automatyza-
cji 220 MW-owego bloku nr VIII Elektrowni
"Rybnik".



Instalacja pilotowa na bloku nr VIII Elektrow-
ni "Rybnik" obejmuje:
1. Uktad automatycznej regulacji obcigzenia
kotta dla zakresu obcigzenia 60-100%,
2. Uktad natezenia przeptywu powietrza do ko-
mory paleniskowej dla zakresu 60-100% obcia-
zenia,
3. UAR podcis$nienia w komorze paleniskowej
dla zakresu 60-100% obcigzenia,
4. UAR cis$nienia i temperatury powietrza
pierwotnego - do mtynéw weglowych,,
5. UAR doptywu powietrza do sze$ciu miyndw,

C2.BI

ci.s3
ASW-<i4

rys.2-1/3

6» UAR zasilania kotta wodg dla zakresu obcig-
zenia 15-100%,

7. UAR temperatury paiy Swiezej dla zakresu
60-100 obcigzenia,

(i, UAR temperatury pary miedzystopniowej
dla zakresu obcigzenia 60-100%; rys, 2 - 1/3,
2/3, 3/3.

i). Uktady automatycznej regulacji w obrebie
turbiny:

- uktad regulacji ci$nienia pary Swiezej po-
przez parowy ogranicznik mocy.

Rys. 2-3/3. Uktad ksztattowania warto$ci zadanej temperatury pary nitek

technologicznych Ai B

18



- uktad regulacji ci$nienia pary do uszczelnien,
- uktady regulacji poziomu skroplin trzech pod-
grzewaczy regeneracyjnych wysokopreznych,

- pie¢ uktadéw regulacji poziomu skroplin w
podgrzewaczach regeneracyjnych niskoprei-
nych,

- uktad regulacji poziomu w skraplaczu dla za-
kresu 0-100% obciazenia,

- uktad regulacji natezenia przeptywu konden-
satu recyrkulacyjnego;

10. uktady automatycznej regulacji stacji roz-
ruchowo-zrzutowej RS-1 /dla zakresu 30-100%
obcigzenial,

11. UAR stacji RS-2;

12. UAR zbiornika wody zasilajacej
regulacji 0-100% obcigzenia/:

/'zakres

13. UAR regulacji temperatury oleju do tozysle
poprzez regulacje przeptywu wody chtodzacej.

Dzieki szerokim mozliwos$ciom funkcjonal-
nym INTELEKTRAN-S w projekcie automaty-
ki bloku VIII przyjeto stopien rozbudowy po-
szczegOlnych uktadow, odpowiadajacy przy-
sztosciowym potrzebom blokéw 360 MW. Na
przyktad:

Uktad automatycznej regulacji obcigzenia ko-

tta obejmuje:
*

- uktad wyboru- zadanego obcigzenia kotta,

- uktad dopuszczalnego obcigzenia kotta,

- uktad programowania obcigzenia kotta,

- uktad wyboru gradientu obcigzenia kotta,

- uktad ksztattowania warto$ci zadanej ci$nie-
nia pary Swiezej.

- uktad regulacji ci$nienia pary Swiezej,

- uktad korekcji wartosci opatowej wegla,

- uktad regulacji obcigzenia kotta,

- uktad automatycznej regulacji produkcji obro-
towej szes$ciu podajnikéw wegla.

UAR temperatury pary Swiezej sktada sie z:

- uktadu regulacji temperatury pary za prze-
jrzewaczem nasciennym poprzez regulacje

11IM

Redakcja Biuletynu J,Mera" informuje Czytelnikéw,

zawordw wtryskowych dwéch schtadzaczy pa-
ry nr 1, strony L i P,

- uktadow regulacji temperatury pary nitek
technologicznych A i B zawierajgcych: uktad
ksztattowania warto$ci zadanej temperatury
pary nitek A i B, uktady kaskadowe regulacji
temperatury pary za przegrzewaczem grodzio-
wym A i B, poprzez schtadzacze nr 2, uktady
kaskadowe regulacji temperatury pary za
przegrzewaczem konwekcyjnym A, B, poprzez
schtadzacze nr 3, uktady kaskadowe regulacji
temperatury pary wylotowej z kotta - nitki A
i B poprzez schtadzacze nr 4.

UAR stacji RS-1 zawiera:

- uktad regulacji otwarcia stacji RS-1 z ukta-
dem ksztattowania wartosci zadanej cisnienia
pary za stacjg RS-1,

- uktad regulacji temperatury pary ze stacja
RS-1.

W pierwszej fazie w IV kw. 1978 uruchomio-
na zostata wstepnie automatyka w zakresie pod-
stawowym. W I-Il kw. 79 zrealizowano prace
nad optymalizacja najbardziej rozbudowanych
uktadéw wieloparametrowych i kaskadowych
oraz przeprowadzono préby zdawczo-odbior-
cze catosci instalacji.

Wyniki badan laboratoryjnych oraz doswiad-
czenia uzyskane z badan uktadu eksperymen-
talnego na bloku IR jak réwniez z okresu roz-
ruchu i eksploatacji, automatyki INTELEK-
TRAN-S na bloku VIII Elektrowni "Rybnik" po-
twierdzity prawidtowos$¢ przyjetych rozwigzan
uktadowych i konstrukcyjnych. Aktualnie fina-
lizowane sg prace projektowe dla pierwszych
blokéw 360 MW dla Elektrowni "Betchatow" i
Elektrowni "Opole"; Pierwsze dostawy dla
tych Elektrowni majg by¢ zrealizowane jeszcze
w 1979 r. Po raz pierwszy CKSAIP "Mera-EI-
wro" bedzie dostawcg nie tylko szaf automaty-
ki lecz rowniez kompletnego pulpitu sterowni-
czego.

*

ze nr 12/79 poswiecony bedzie w catosci

Centrum Komputerowych System6éw Automatyki i Pomiarow "Mera-Elwro".



ini. BOGDAN BRANDT
ZUK ,Mera-Elzab"

BAYDUR JAKO TWORZYWO KONSTRUKCYJNE

W Zaktadach Urzagdzen Komputerowych "Me-
ra-Elzab" bd kilku miesiecy stosujemy "bay-
dur" jako tworzywo konstrukcyjne. Pewne opo-
ry jakie zawsze towarzyszg w wprowadzaniu
nowosci stosunkowo szybko minety wobec prze-
konania sie o zaletach tego tworzywa.

Niniejszy artykut jest kontynuacja tematu,
ktéry ukazat sie w nr 8/79 Biuletynu Technicz-
nego "Mery" "Technologia budowy form z mas
epoksydowych". Wzbogaceni o nowe dosSwiad-
czenia w budowie form oraz w konstrukcji czes-
ci pragniemy w formie krotkich wytycznych
podaé je do szerszej wiadomosci, szczegOlnie
tym ktérzy zamierzajg przejsé w konstrukcjach
swoich urzgdzen na "baydur". Wszystkie za-
warte w niniejszym opracowaniu dane dotycza-
ce systemu: Baydur 651"F/Desmodur 44V10B
przy gestosci 600 kG/m

na, a nawet gwozdzi.

Rys. 2.

Struktura tworzywa i jego wtasnosci Niektore wtasnosci tworzywa

Pokazany na wykresie rozktad gestosci w
przekroju ptytki o grubosci 10 mm mozna po-
réwnac¢ z twardos$cig. Zaleta takiej struktury

Czasokres magazynowania
tworzyw ptynnych
Czasokres magazynowania
mieszaniny Baydur + Freon
Min. czas przebywania

w formie

Srodek rozdzielajacy

do smarowania-form

Max grubos$¢ $cianki
Skurcz przy gestosci

600 kG/m

Wytrzymato$¢ na zginanie
Ugiecie przy ztamaniu

Gestosc ér. ,, . .
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
«00kG/m3 Wydtuzenie wzgledne przy
zrywaniu
Udarnos$¢

Wytrzymato$¢ na Sciskanie
przy 10% speczeniu
Odporno$¢ na deformacje
cieplne do:

Twardo$¢ wg skali "D"
Shore's

Wytrzymato$¢ pa przebicie
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wewnetrznej jest mozliwo$¢ taczenia elemen-
tow z bayduru przy pomocy wkretow do drew-

26 tyg.
13 tyg.
4+ 6 min

Acmosil 180
100 mm

0, 55%
45 MPa
12 mm
18 MPa

% 2
20 kJ/m

12 MPa
110°C

79
125 kV/cm



Opornos$é powierzchniowa 1« lolnit-
Opornos$¢ wtasciwa przejscia 1« 10~C cm

Stata dielektryczna 2,6 - 2,4
Wspétczynnik stratnosci
/ SOllz/ 100V/ 0,023

Wskazéwki dla konstruktorow elementow z
bayduru

- Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe stoso-
wacé jak najwieksze zhieznosci*

- Unika¢ przewezeri,poniewaz utrudniaja one
przeptyw tworzywa *

- Stosowac tagodne przejscia szczegGlnie przy
krawedziach wewnetrznych /pomijajac nawet
dziatanie karbu wystepuje na krawedziach os-
trych duze pocienienie warstwy zewnetrznej >
co prowadzi do ostabienia tych miejsc/«

- Pamigta¢, ze minimalna grubos$¢ $cianki
moze wynosi¢ 5mm /zaleca sie¢ 6+8 mm/*

- W trakcie projektowania konsultowa¢ ksztatt
detalu z konstruktorem form »

- Przewidywac¢ pewien rozrzut wymiaréw i tak
projektowa¢ aby nie miat ten rozrzut istotnego
znaczenia - przyktad:

dobrze

- Po wykonaniu pierwszych prébnych sztuk
ostatecznie skorygowa¢ wymiary i wprowadzi¢
tolerancje, ktoére z punktu widzenia funkcjonal-
nosci, estetyki i montazu wyrobu nie bedg ob-
niza¢ jego jakosci.

Informacje dla konstruktorow form metalowych
dla bayduru

» Uproszczenia:

- W stosunku do form dla tworzyw typu polisty-
ren, tarnamid, poliamid itp. formy do baydu-
ru nie wymagajg' takiej wytrzymatosci z uwagi
na fakt, iz ciénienie w nich panujace wynosi
4+ 7 atn.
- Drugim uproszczeniem jest posiadanie no$-
nika form, czyli urzadzenia, ktore precyzyj-
nie zamyka i otwiera forme - pozwala to na
pominiecie stupéw prowadzacych potéwki form
i zastgpienie ich zwyktymi kotkami centruja-
cymi. Oczywiscie no$nik form jest urzadze-
niem kosztownym, moze jednak by¢ wykonany
W pewnym uproszczeniu we wtasnym zakresie.
Do trudniejszych probleméw nalezy odpowie-
trzanie form. Tworzywo ktérym napetniamy
forme zaczyna po ok. 13 s. rosngc i wypetniac
forme, a czas tego wypetniania wynosi ok. 15s.
i odbywa sie bezci$nieniowo, powstaja zjawi-
ska zatrzymania sie powietrza w miejscach
pozbawionych jego odptywu. W momencie gdy

tworzywo wypetni catg objeto$¢ formy naste-
puje wzrost ci$nienia i utworzenie sie struk-
tury piankowej. Pozostate w formie powietrze
utworzy pecherze”co jest niedopuszczalne
szczegblnie od stron zewnetrznych detali. Cze-



sto zdarza sie, ze pozornie prawidtowo skon-
struowana forma nie daje detalu o zgdanej ja-
kosci - detal posiada pecherze powietrza, wy-
stepuja one przewaznie miedzy kanatkami od-
powietrzajgcymi. Zjawisko to da sie stosunko-
wo tatwo wyjasnié, front ptyngcego tworzywa
ni¢ jest linig prostg lecz pofalowang /rys. 4/.
Na podstawie przedstawionego szkicu mozna
wywnioskowac, ze na odcinku "C" wystapi pe-
cherz powietrza, poniewaz fala tworzywa za-
kryta wczes$niej kanatki odpowietrzajace.

Nasuwat by sie wniosek, ze nalezy je dawac
gesciej. Ot6z o wiele korzystniejszym roz-
wigzaniem jest wykonanie na catej dtugosci
krawedzi odpowietrzajgcej szczeliny np. o sze-
rokosci 0,3 mm. Szczelina potaczona jest z
wybraniem, ktore stanowi magazyn powietrza
z jednym centralnym jego odprowadzeniem.

od%.nr;entralne
V agazynu

Rys.

Duze polepszenie warunkéw odpowietrzenia
daje odpowiednie nachylenie formy. Nachyle-
nie takie umozliwia nowoczesny nosnik form.
Jednym ze sposobdw jest rowniez utworzenie
w formie magazynu powietrza o do$¢ duzej ob-
jetosci, magazyn ten tgczymy kanatkami z

]
m 1
= Magazyn
zamkniety
ff!
Rys. G

przestrzeniag zalewang w miejscach gdzie po-
wstawaty pecherze. Magazyn spetnia role po-
duszki powietrznej z ktérej gromadzi sie po-
wietrze wyparte przez zalewe. Rozwigzanie
to nasuneto sie w praktyce przy produkcji po-
zornie prostego elementu jakim jest maskow-
nica ekranu monitora.
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Obecnie jesteSmy na etapie zastepowania
czesci wykonywanych dotad z innych materia-
tow baydurem. Popetniamy tutaj pewne btedy
polegajace gtédwnie na tym, ze z wyjatkiem np.
pogrubienia $cianek i zachowania wymaganych
zbiezno$ci staramy sie za wszelka cene wier-
nie odtworzy¢ ksztatt dawnego detalu i tu napo-
tykamy na trudnos$ci wykonania tego w baydurze,
gdyz nie zawsze sie to udaje. W nowych .kon-
strukcjach uwzglednia sie juz wymagania ja-
kie stawia ta nowa technologia. Wystepowanie
pecherzy powietrza w miejscach gdzie ich sie
zupetnie nie spodziewamy spowodowane by¢
moze zasypaniem powietrza z uktadu wlewo-
wego w czasie wtrysku wzglednie za duza
predkos$cig napetniania przekraczajgcag 1, 5 m/S,
W tym przypadku nalezy przeanalizowa¢ uktad
wlewowy i dokona¢ odpowiednich korekt. Two-

rzywo w zadnym wypadku wptywajgc do formy
nie moze powodowaé¢ zawirowan. Ustawiajac
maszyne dla matych cze$ci uzyskujemy skraj-
nie niska wydajno$¢ 170 G/S.

Dla orientacji podaje przyktad obliczenia
wielkos$ci szczeliny wlewowej do formy

/ <0
Wydajno$¢ maszyny -
Q =170 G/s 170 cm /s
Szerokos$¢ szczeliny
S przyjmujemy 0,1cm
Szybkos$¢é przeptywu
V przyjmujemy 120 cm/s
_Q
Fs - przekroj szczeliny Fs =1les
- Q
\ 1 stad
. Q 170
1= Vs 120.01  M16cm  15cm

Szerokos$¢ szczeliny przyjmujemy w granicach
1t2mm.

Predkos$¢ przeptywu przyjmujemy 1+ 1, 5m/s.
Sposoby wykonywania uktadow wlewowych
omowione bedg w jednym z najblizszych nume-

row Biuletynu Technicznego "Mera".
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PROCES PRODUKCJI

PAKIETOW ELEKTRONICZNYCH

(analiza porownawcza)

Procesy produkcji elementéw, szczegOlnie
potprzewodnikowych, podobnie jak produkcja
ptytek drukowanych, osiggnety wysoki stopien
automatyzacji. W efekcie kazdy z tych proce-
sOw, poprzez podobne rozwigzania technolo-
giczno-organizacyjne réznych producentow,
przybrat-forme klasyczng. Jak pod tym wzgle-
dem wygladajg *nastepne, dalsze etapy procesu
produkcji urzadzen elektronicznych, czy moz-
na moéwi¢ o rozwigzaniach klasycznych, o ile
réoznia sie one od niektérych rozwigzan stoso-
wanych w przemysle krajowym?

W niniejszym artykule podjeto prébe krotkiej
anadizy stanu /w ujeciu tabelarycznym/ w od-
niesieniu do podstawowych modutéw elektro-
nicznych /pakietéw/, a wiec procesu montazu
elementédw na ptytkach drukowanych. Proces
ten, nie wytaczajgc sprawdzania, starzenia i
szokowania elementdw oraz uruchamiania i
testowania gotowych pakietow, omdwiony zo-
stanie na przyktadzie oSmiu producentéw ame-
rykanskich w odniesieniu do jednego z produ-
centow krajowych.

Wielkos$¢ produkcji z podkres$leniem liczby
typow pakietow decydujacych o licznosci par-
tii produkcyjnych u tychze producentéw scha-
rakteryzowano w tabeli 5i Masowa produkcja
pakietow zalezy od ich poprawnej konstrukcji
/tabela |j. Brak otworéw bazowych, niewtas-
ciwe Srednice otworéw montazowych, brak
maski lutowniczej, niewtasciwy dobor elemen-
tow, podwyzszony montaz i duze zréznicowa-
nie rozstawienia wyprowadzen elementéw, té
wady konstrukcyjne uniemozliwiajagce masowa
produkcje pakietéw elektronicznych. Montaz
/osadzanie/ elementéw na ptytce drukowanej
jest najistotniejszym etapem procesu produk-
cyjnego. Ppwszechnie stosowane w krajach
zachodnich tasmowanie elementéw cylindrycz-
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nych jest jednoznacznie sprzezone z mozliwos$-
cig automatyzacji procesu ich montazu. Auto-
matyzacja tego procesu umozliwia mocowanie
elementéw na ptytce drukowanej poprzez auto-
matyczne obcinanie i zaginanie korficow wypro-
wadzen od strony lutowania. Pelna automaty-
zacja montazu jest jedynym rozwigzaniem ak-
ceptowanym przez producentéw pakietow w kra-
jach zachodnich /tabela 3/. Konsekwentnie
stosuje sie zautomatyzowany proces lutowania,
mycia i testowania pakietow /tabele 4,6 ,7/.
Alternatywg, réwniez przy masowej produk-
cji pakietow /tabela 3/ jest bardzo prosty
montaz liniowo-sekwencyjny. Polega on na
przekazywaniu ptytek od stanowiska do stano-
wiska przy pomocy drewnianych szyn transpor-
towych, po osadzeniu kilku elementow elektro-
nicznych. Oznacza to, ze kilka os6b powiagza-
nych wspélnym torem szyn transportowych wy-
konuje montaz danego typu pakietow. Ostroz-
ny transport reczny ptytek z elementami /aby
zapobiec wypadaniu elementdw luzno osadzo-
nych w otworach/ lub uktadanie ich na zbior-
czym transporterze tancuchowym, prowadzga-
cym do agregatu do lutowania na fali i mycia
pakietow po lutowaniu, zamyka proces ich
montazu. W tym przypadku konieczne . jest
stosowanie urzagdzen do lutowania o specjalnej
konstrukcji, zapobiegajacej wypadaniu elemen-
tow podczas kontaktu z falg ciektego spoiwa
/np. fala typu 'lambda" firmy ELECTROVERT/.

Nalezy sadzi¢, ze firmy wprowadzajgce ten
spos6b montazu oczekujg na moment przeksztat-
cenia go do postaci montazu catkowicie zauto-
matyzowanego lub wrecz nie zamierzajag in-
westowaé w rozwigzania technologiczne przy
uzyciu dyskusyjnych stanowisk zmechanizowa-
nych.



Producent
/Lp./

Typ ptytki
drukowanej

Materiat pod-
stawowy ptytki
drukowanej

Otwory bazowe
/ustalajgce/

Otwory dla
elementow
elektronicznych

Potgczenia
zewnetrzne

Zabezpieczenie
ptytki drukowa-
nej

Elementy
elektroniczne

Spos6b formowa-
nia wyprowadzen
elementéw cylin-
drycznych

Utozenie elemen-
tow na ptytce

Wymiary zew-
netrzne ptytek

Western
Electric /1/

PDD
/technologia
substraktywna/

laminat
epoksydowo-
szklany

dwa otwory
/w gabarycie
ptytki druko-
wanej/

trzy typy
otworéw 00, 8;
0,9 1,3

ztocone pola
kontaktowe

dwustronna
maska
lutownicza

mikrouktady
DIP /90%!/,
tranzystory
i elementy
cylindryczne
/ 10%/

pod katem pro-
stym do osi
elementu

bezposrednio
na powierzchni

40 x 100
240 x 560

Borroughs
/2]

PDD
/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

dwa otwory 03
po przekatnej

/w gabarycie

ptytki druko-

wanej/

trzy typy
otworow 01

/dla DIP-6w/
0,8;009

/jak w pkt. 1/

W zamiarze
dwustronna
maska lutow-
nicza

przewazajaca

liczba mikro-
uktadow DIP

/jak w pkt. 1/
/rozstawienie
wyprowadzen:

10;12,5;15mnV

/jak w pkt. 1/

300 x 400
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CHARAKTERYSTYKA

Electro-
Signals /3/

PDJ
/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

ljak w pkt. 1/

brak
danych

otwory meta-
lizowane do
zewnetrznych
potaczen
drutowych

jednostronna

maska
lutownicza

przewazajaca
liczba ele-
mentéw cylin-
drycznych

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

40 x 60

Data Terminal
Systems [/ 4/

PDD
/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

t
brak danych

brak danych

/jak w pkt. 1/

dwustronna
maska
lutownicza

/jak w pkt. 2/

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

kilka typowych
wymiarow

KONSTRUKCYJNA PAKIETOW

Dynascan
/51

PDD
/technologia
addytywna/

/ljak w pkt. 1/

brak
danych

brak
danych

rézne
rozwiagzania

konstrukcyjne

/jak w pkt. 1/

/mjak w pkt. 3/

/jak w pkt. 1/
/ state rozsta-
wienie dla kaz-
dego rodzaju

/j ak w pkt. 1/

/jak w pkt. 4/

Oznaczenia:

PDJ - ptytka drukowana jednowarstwowa /jednostronna/
PDD - ptytka drukowana dwuwarstwowa /dwustronna/

Tektronix
/ 6/

PDD
/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

jeden typ ot-
woréw 01,1

/std/, w nie-
ktérych przy-
padkach 01, 5

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 3/

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 4/

General
Automation / 1/

PDD, PDW
/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

dwa otwory

02, 5 przy jed-
nej z krawedzi
/w gabarycie
ptytki drukowa-
nej/

jeden typ otwo-
réw 01 /std/, w
niektorych przy-
padkach 01,3

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

mikrouktady
DIP /80%/
elementy cy-
lindryczne

/ 20%/

/jak w pkt. 1/
/rozstawienie
wyprowadzen
10;12,5;15 mm/

/jak w pkt. 1/

330 x 180
195 x 280

PDW - ptytka drukowana wielowarstwowa
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Cenett
/ 8/

PDD
/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

ljak w pkt. 1/

brak
danych

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

mikrouktady
DIP, tranzy-
story i elemen-
ty cylindryczne

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 4/

Tabela 1

CNPTKiP »

PDD
ljak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1/

brak otwordw ba-
zowych /w zamia-
rze dwa otwory
03 w gabarycie
ptytki drukowanej/

kilka typow
otworéw 00,6; 0,8;
0,9; 1,0; 1,3

/jak w pkt. 1/

/jak w pkt. 1,
aktualnie wpro-
wadzana/

mikrouktady DIP
/25%/, elementy
cylindryczne /53%/
tranzystory /18%/,
diody i inne ele-
menty

/jak w pkt. 1/
/znaczna liczba
nietypowych roz-
stawien wyprow./

/jak w pkt. 1/

140 x 150 std
300 x 300 std
i wiele nietyp. wynT



Producent /Lp./

System magazynowania
i ekspedycji elementéow

Sprawdzanie elementow
mikrouktady, tranzysto-
ry i diody, ptytka dru-

kowana, pozostate ele-

menty

Narazenia techno-klima-
tyczne /przed montazerr”®

Sprawdzenie lutownosci
elementéw i ptytek
drukowanych

Poprawa lutownosci
/zabezpieczenie/ ele-
mentow i ptytek dru-
kowanych

Spos6b przygotowania
elementéw, do montazu

Western

Electric /1/

brak danych

brak danych

brak danych

nie prowa-
dzi sie

nie prowa-
dzi sie

formowanie,
wstepne wy-
prowadzen
elementow
przeznaczo-
nych do
montazu
recznego

CHARAKTERYSTYKA PROCESU PRZYGOTOWANIA

Borroughs
/2]

skomputeryzo-
wany

100%
100%
100%

wygrzewanie
ptytek druko-
wanych 85°C,
4h /po wetk-
nieciu elemen-
tow/

nie prowadzi
sie

przetapianie
pokrycia

SnPb na ptyt-
kach drukowa-
nych /promie-
nie podczerwo-
ne/

jak w pkt. 1
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I PLYTEK DRUKOWANYCH

Electro-
Signals /3/

tradycyjny

nie prowa-
dzi sie

nie prowa-
dzi sie

nie prowa-
dzi Sie

nie prowa-
dzi sie

jak w pkt. 1
/urzgdzenie
firmy
Heller/

Data Terminal
Systems [ 4/

jak w pkt. 2

brak danych

nie prowadzi sie

nie prowadzi sie

nie prowadzi sie

jak w pkt. 1
dotyczy wszyst-
kich elementéw/

DO MONTAZU

Dynascan
/ 5/

jak w pkt. 3
nie prowadzi

sie

nie prowadzi
sie

nie prowadzi
sie

nie prowadzi
sie

zakup wszyt-
kich elemen-

tow po formo-

waniu wstep-
nym /jedno
state rozsta-

wienie wypro-

wadzen

Tektronix
/ 6/

jak w pkt. 2

= 100%

nie prowadzi
sie

/ gwarancja
dostawcy/

nie prowadzi
sie

nie prowadzi
sie

jak w pkt. 1
/urzadzenie
firmy
Heller/

ELEMENTOW ELEKTRONICZNYCH

General Au-
tomation / 7/

jak w pkt. 2

100%

100%

wygrzewanie
ptytek druko-
wanych przed
montazem
120°C,

2+ 3h

nie prowadzi
sie

nie prowadzi
sie

jak w pkt. 1
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Benett
/ ®
jak w pkt. 2

100%
100%
100%
100%

wygrzewanie pty-
tek przed monta-
zem 105 C; szo-
kowanie /10 cykli
temperatury/
oraz wygrzewa-,
nie wszystkich
mikrouktadéw,
tranzystorow,
diod i niektérych
elementéw bier-
nych

nie prowadzi
sie

nie prowadzi
sie

jak w pkt. 1
/dotyczy

wszystkich
elementow/

Tabela 2

%

CNPTKiP
1E>]
jak w pkt. 3
100%
100%

100% /od strony ztaczal

podobnie jak w pkt. 8
/wygrzewanie ptytek

90 C, min. 24h; szoko-
wanie -10°C, +100 C, 3 cy-
kle, po Ih w kazdej z tem-
peratur oraz wygrzewanie
125°C, 16h wszystkich
mikrouktadow, tranzysto-
réw i diod/

okresowo dla elementéw
i ptytek drukowanych

cynowanie zanurzeniowe

wyprowadzerh mikroukta-
déw i innych elementéw -
zaleznie od testu lutow-

nosci

jak w pkt. 1

/dotyczy wszystkich
elementoéw; urzagdzenie
firmy Heller/



Producent /Lp./
Rodzaj -montazu-

Podziat

Wyposazenie

Rodzaj procesu
montazu

Sposéb mocowania
elementéw na ptyt-
ce drukowanej

Producent /Lp./

Rodzaj montazu

Podziat

Wyposazenie

Rodzaj procesu

Sposéb mocowania
elementow na plyt-
ce drukowanej

Western Electric /1/

MA

90% mikrouktadow
DIPj 50% elemen-
tow cylindrycznych

automaty montazo-
we firmy Universal

montaz automa-
tyczny mikroukta-
dow elementéw
tasmowanych
sekwencyjnie

automatyczne
.obcinanie i zagi-
nanie koncow wy-
prowadzen

Dynascan /5/

MR

jak w pkt. 4
IMR/

znakowane pojem-
niki dla elementéw
i zespoty szyn
transportowych
dla ptytek, prowa-
dzgce do prosto-
padle usytuowane-
go zbiorczego tran-
sportera tancucho-
wego

jak w pkt. 3/ MR/
/kilka os6b wzdtuz
kazdego zespotu
szyn transport. /
jak w pkt. 4

IMR/

CHARAKTERYSTYKA PROCESU

MR MA

pozostate ele-
menty /czynne
i bierne/

wiekszo$¢ mi-
krouktadow

D1P i elemen-
tow cylindrycz-

nych
palety monta- jak w pkt. 1
zowe i znako- IMA/
wane pojemni-
ki dla elemen-
tow
montaz reczny jak wpkt. 1
sekwencyjny IMA/
reczne zagina- jak w pkt. 1
nie i obcinanie ‘/MA/

dtuzszych wy-
prowadzen
/elementy mo-
cowane folig
dociskowa/

Tektronix [/ 6/

Borroughs 121

MR

niewielka liczba
pozostatych ele-

mentéw

jak w pkt. 1
IMR/ o

jak w pkt. 1
IMR/

/przy pomocy
wzorcal/

jak w pkt. 1
IMR/

/bez folii
dociskowej/

General Au-
tomation /7/

MA

80% wszystkich
elementéw

jak w pkt. 1
IMA/

jak w pkt. i
MA

jak w pkt, 1
IMA/

Electro- Signals
MA

70% elementéw
cylindrycznych
/brak mikro-
uktadow/

jak w pkt. 1
IMA/

jak w pkt. 1
/ MA/ /bez
mikrouktadow/

jak w pkt. 1
IMA/

General Auto-
MR

20% wszystkich
elementow

jak w pkt. 1
JMR/

jak w pkt. 1
IMR/

r.eczne zagina-

nie krotkich kon

/31
MR

jak w pkt. 1
IMR/

linia technolo-
giczna montazu
liniowego z trans-
porterem sprze-
zonym z agrega-
tem /wiasne roz-
wigzanie kon-
strukcyjne/

montaz liniowy
/po kilka elemen-
tow na kazdym
stanowisku/

zautomatyzowane
zaginanie i obci-
nanie koricow
wypr./wtasne
rozwigzanie kon-
strukcyjne powigz
zane z transporte-
rem/

Benett

MA
nie
stosowany

MA MR

40% elementéw  jak w pkt. 1
cylindrycznych  /MR/

jak w pkt. 1 jak w pkt. 1
IMA/ "IMR/

jak w pkt. 1 jak w pkt. 1
MA MR

jak w pkt. 1 jak w pkt. 4
IMA/ IMR/
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cow wyprowadz«ii

Oznaczenia:
MA - Montaz automatyczny
MR - Montaz reczny

MONTAZU ELEMENTOW ELEKTRONICZNYCH

IIata Terminal Systems /4/

MA

nie
stosowany

S«

MR

jak w pkt. 4
IMR/

jak w pkt. 4
IMR/

jak w pkt. 4
IMR/

jak w pkt. 6

IMR/
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Tabela 3

flynascan /5/
MR MA

wszystkie elemen- nie

ty /mikrouktady stosowany
i elementy cylin-

dryczne/

znakowane pojem-
niki dla elementéw
i zespoty szyn
transportowych

dla ptytek; reczny
transport pakietow
do lutowania /w po-
jemnikach/

montaz liniowo-sek-
wencyjny /do 20 ele-
mentéw na kazdym

/ stanowisku/

dtuzsze konce wy-
prowadzen /elemen-
ty bez mocowania
na ptytce drukowa-
nej/

CNPTKiP /»]

MA MR

15% mikrouktadow 85% mikrouktadow
DIP i reszta elementéw
/czynne i bierne/

p6tautomat mon- jak w pkt. 1
tazowy firmy IMR/

Universal

montaz pétautoma-  Jjak w pkt. 4

tyczny mikroukta- IMR/

dow

jak w pkt. 1 jak w pkt. 1/ MR/
IMA/ /bez folii docisko-

wej/



Producent /Lp./

Metoda lutowania

Typ urzadzenia

Typ fali ciektego
spoiwa

Transporter

Podgrzewanie
wstepne plytki
drukowanej

Paramtery proce-
su,,temperatura
fali spoiwa,pred-
kos§¢ transporterai
pochylenie tran-
sportera

Sposéb zabezpie-
czenia poél kon-
taktowych

Topnik

Spoiwo lutowni-
cze

Inne dane

Western
Electric /1/

lutowanie na
fali ciektego
spoiwa

"Ultrapack"
firmy Elec-
trovert

"lambda" /bez
oleju z zabez-
pieczeniem

mechanicznym
przed utlenia-
niem spoiwa/

palcowy, regu-
lowany ptynnie
/bez palet lu-
towniczych/

jeden grzejnik
promiennikowy

260°C
1,3+2. 0m/min
6

tasma klejgca

firmy 3M Comp.

piankowy z ka-
lafonia, uaktyw-
niony /receptu-
ra wtasna/

Snd0/Ph40

Uorroughs /2/

jak w pkt. 1

jak w pkt, 1

"lambda"
/bez oleju/

jak w pkt. 1

jeden grzej-
nik promie-
nikowy +
strefowy
nadmuch
goracego
powietrza

250°C
0, 9+172 nr/min
6

ostona z blachy
dtawigcej fale
na wysokosci
p6l kontakto-
wych

piankowy z ka-
lafonig, auktyw-

niony nr 1645
firmy Kester

brak danych
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CHARAKTERYSTYKA PROCESU

Signals [/ 3/

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

jak w pkt. 2

jak w pkt. 1

jak w pkt. 2

265°C
3,6 m/ min
ed

ptytka bez pél
kontaktowych

piankowy z ka-
lafonig,uaktyw-
niony nr 809
firmy Alpha
Metals

brak danych

system eks-
ploatowany
bez obstugi
statej

Data Terminal
Systems /4/

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

jak w pkt. 2

263°C
1,1 m/min
6

nasadki z blachy
tytanowej lub tasma
klejgca nr 92 firmy
3M Comp.

piankowy z kalafonig,
uaktywniony nr 815
firmy Alpha Metals

brak danych

obcinanie reczne
dtuzszych wyprowa-
dzen elementoéw po
lutowaniu na fali

Dynascan
/51

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

brak danych
odnos$nie typu

tancuchowy

/palety alumi-
niowe z uchwy-
tami z teflonu/

jak w pkt. 1

brak danych
0, 941 m/min
brak danych

brak danych

piankowy z ka-
lafonig, uaktyw-
niony nr 106-45
firmy Lonco

brak danych

j,ak w pkt. 4

LUTOWANIA PAKIETOW

Tektronix
W

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

"lambda"
/gteboka, bez
oleju/

jak w pkt. 1
jak w pkt. 2
............ X
238°C
2,4 +2, Tm/min
6

zabezpieczenie
masg zalewowa
nr 150 firmy
Indusco

piankowy z ka-
lafonia, uaktyw-
niony nr 591
firmy Kester

Sn 63/Pb37

jak w pkt. 4

General Auto-
mation [/ 7/

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

jak w pkt. 6

jak w pkt. 1

jak w pkt. 2

brak
danych

nasadki

z blachy «
tytanowej

piankowy z ka-
lafonia, uaktyw-
niony nr 1589
firmy Kester

brak danych

nowy system;
0,25% popra-
wek lutowni-
czych
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Benett
[«/

jak w pkt. 1

jak w pkt. 1

jak w pkt. 6

jak w pkt. 1

jak w pkt. 2

brak
danych

zabezpiecze-
nie masa za-
lewowg /cie-
kta guma/
TC 530 firmy
Techform

piankowy z ka-
lafonig, uaktyw-
niony

brak danych

Tabela 4

CNPTKIiP /9/

jak w pkt. 1

TDC 18A
firmy llollis

ptaska

tancuchowy

/palety aluminiowe
z uchwytami rowko-
wymi/

dwa grzejniki
promiennikowe

250°C
1, 5mlImin
6

nasadki epoksydo-
wo-szklane

jak w pkt. 3

Sn 63/Pb37

dwie fale ciektego
spoiwa w jednym
systemie
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WIELKOSC PRODUKCIJI PAKIETOW

Producent

Western Electric N.J.
Systemy i centrale
telefoniczne

Borroughs Corporation
Piscataway, N.J.
Systemy pamieci
elektronicznych

Electro-Signals Laboratory
Rockland, Mass.
Sygnalizatory pozarowe

Data Terminal Systems,
Maynard, Mass.
Systemy /terminale/
obliczeniowe dla handlu
detalicznego

Dytlascan Corporation
Chicago, III.
Przyrzady i aparatura
pomiarowa

Tektronix Incorporation
Deaverton, Oreg.
Elektroniczna aparatura
pomiarowa

General Automation, Inc.
Anaheim, Calif.
Minikomputery i mikro-
komputery

Benett Respiration

Product Inc.

Los Angeles, Calif.
Aparatura -elektromedyczna

Centrum Naukowo-Produk-

cyjne Technik Komputerowych

i Pomiaréw / Zaktad Pro-
dukcji Pakietow, Warszawali
Pakiety dla systemow
minikomputerowych i in.
urzagdzen informatyki

Liczba typow
pakietow

brak
danych

~30

A0

brak
danych

r->20

brak

danych

"w300

*30

moo

produkcji to na og6t 250000 + 500000 szt/rok.
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Tabela 5

Skala produkcji

produkcja masowa ”

Srednia wielkos¢
produkecji

produkcja masowa
/ oddzielny oddziat
montazu matych
serii/

produkcja masowa

produkcja masowa

produkcja masowa

produkcja masowa

Srednia wielkos$é
produkecji

Srednia wielkos$¢
produkecji

1/ Produkcja masowa odpowiada liczbie powyzej 1000000 szt/rok, podczas gdy Srednia wielkosé



CHARAKTERYSTYKA PROCESU MYCIA PAKIETOW

wirujgc, firmy Electrovert Co.. chloroweglowodorowy czynnik
myjacy /Ferclorethylene/

* transporterem tasmowym /, siatki druciane,/ firmy Hollis
Eng., fluoroneglowodorowy czynnik myjacy

3. Electro-Signals Laboratory ,toionv Byatem odprowadzania 1kondensacji par

czyn-
n n 0 0

1dziennie; czynnik myjacy fluoroweglo-
wodorowy /Freon TE/

S S S S £ ik le m goracego czynnika 1stopniem mycia /osuszanie/w pa-

rach; chloroweglowodorowy czynnik myjacy

5. Dwa systemy myjace pracujace w rOZnych liniach montazowych:

ik T + detergent /Lonco No. 44S/. U stopief - wo%a mie%skal )

6. Tektronta . ,odnee ztrans%orterem taSmowym /z siatki
Wi ielostrefowy automatyczny system mycia » « “ eS°

ie - e« ' — 1M

" transportu ptytek /pakietéw/ 3 m/mlIn, pobdr mocy 100 k r -

3. General Automation mvlaceeo 1stopniem mycia /osusza-

A iy om Ay A m A i owlinej” fluoroweglowodorowy czynnik myjacy
L« 1/w zamiarze kupno myjni wodnej -aktualnie ktopoty z myciem pakietow/
9, CNPTKiP

« sa\{i'{ koncowe /po montalu uzupetniajgcym/*
Dwa s stem%/: mycie gtéwne /po lutowaniu R roboty sterowane automatycznie/
. myjka 5-stopniowa z transperterem zewnetrznym /dwa roboty

dla koszy zatadowywanych recznie, firmy PONS,

40°c
1stoDien - mycie zanurzeniowe w goracym czynniku o temperatur s
“1"z\. 0 - Z i u » " em * * " " co
V stopief - mycie /osuszanie/ w parach

A ¢, " EDjransportcrerr. taSmowym

myjacy fluoroweglo-
wodorowy /Freon TE/.

Tabela
CHARAKTERYSTYKA PROCESU TESTOWANIA /JURUCHAMIANIA/ PAKIETOW

1, Western Electric
Brak Informacji

AutomaTcfne systemy testujagce wtasnej konstrukcji /pracownicy po .latu na linii
montazu 1lutowania pakietow/

3. Electro-Signals Laboratory
Brak Informacji

[-.SS J*"— J— 0- «*= wow s

z dotgczonym zasUanlem /suszarka przemystowa/

drin

8. Tektronix
Brak informacji

. General Automation . . ibliotekg programoéw dla wszystkich pakietow;
Zjnlwersalne testery wtasnej konstrukcji z B‘Bhott %B %wm Y qu(ﬁCZﬂele
po testowaniu wygrzewanie pracujacych wyrobéw /procesoréw/ prze* 96h w cy
zmienianej temperaturze 0 t 60 C

‘umweisLe testery automatyczne firmy General » C

wanle zasilanych pakietéw w suche” atm powtarne testowanie; ponadto wygrz.-
C r~r/r™an » — %

>—
elektromedycznych z 5-letnig gwarancja/

oMo rn.

Automa”“zne testery firmy CU oraz

eloafC” tepne,
przez 200 h.




inz. ANDRZEJ KOZIOROWSKI
Zjednoczenie ,,Mera”

SICOB-79

XXX Miedzynarodowy Salon Informatyki
SICOB-79 ljylprzede wszystkim prezentacjg
minisystemow. Rewelacji wzbudzajgcych
szczegblne zainteresowanie nie byto. STGOtJ-79
nie dat petnego obrazu nowosci poszczeg6lnych
firm. Nie wszystkie firmy wystawiaty swoje
nowosci i nawet nie staraty sie o nich informo-
wac planszami. Poréwnujgc SICOB*-79 z Targa-
mi w Hanowerze, mozna stwierdzié¢, ze w Ha-
nowerze prezentowana jest zdecydowanie wiek-
sza liczba sprzetu i Calych systemoéw. Prze-
wazajgca cze$¢ eksponowanych na SICOB-79
systemow miata jako urzadzenie systemowe
pamieci, floppy. Byty to floppy w wykonaniach
standardowych z jednostronnym .zapisem dy-
skeiki, z gesto$cig zapisu 3400 bpi, minifloppy
czy floppy o podwdjnej gestosci zapisu i obu-
stronnie zapisywanej dysketce /I MByt infor-
macji formatowanej/.

Argumentem przemawiajgcym za floppy w
stosunku do pamieci kasetowej jest przede
wszystkim $redni czas dostepu ok. 200 ms
przy okoto 20 s dla pamieci kasetowej. Ceny
pamieci kasetowych sg wyzsze od floppy o oko-
to 1,5 do 2 razy, ceny nos$nikéw informacji sa
poréwnywalne, a koszt i bitu informacji zalez-
nie od rodzaju nos$nika, ksztattuje sie dla:

minidysketki

minikasety

dysketki /standard IBM 3740/
kasety COMPACT

dysketki /podwdjna gestos¢ zapisu
i obustronny zapis/

kasety 1/4" /ICARTRIDGE/

54

Pojemnos$ciowe przewaga jest po strome pa-
mieci ku.setowej, jesli dla mlriidysketki i mi-
uikasety pojemnosci sg réwne, a ich wielkos¢
wynosi okoto 1(10 kByt. Pojemnos$¢- dysketki
standard z gesio$ciag zapisu 340(1 bpi  wynosi
wowczas okoto 400 kllyt, kasety COMPACT
720 kByt, dysketki dwustronnie zapisanej z ge-
sto$cig 6400 bpi 16 MByt, natomiast kasety
typu CAUTR1IDGE 1/4", zaleznie od gestosci
zapisu, 1G00 bpi/6400 bpi wynosi odpowiednio
2, i) MRyt/11, 5 MByt.

Jesli chodzi o nowos$ci, nalezato zwr6ci¢ uwa-
go na:

- rodzine pamieci dyskowych /sztywnych/ wy-
stawianych przez firme CIl IIONEYWELL BULL
- pamie¢ wg technologii Winchester z dyskiem
sztywnym 8" wystawiang przez firme SCI1U-
GART

- prezentowany przez firme INTEL nowy stan-
dard szyny BUS BXP serii 90, bedacy pierw-
szym krokiem do stosowania pamieci na dome-
nach magnetycznych z mikroprocesorami obec-
nie produkowanymi serii 80, HUS-BXP pozwa-
la podtgczy¢ pamie¢ o pojemnosci do 2 miliar-
déw bajtéw z czasem dostepu 100 ms dla pa-
mieci statycznej i 350 ms dla pamieci dyna-
micznej.

42 « io0-6

160 - I1D'6

11 « io-6 fi



Fot. 1. Pamie¢ dyskowa 10MB typu DI 20

Wystawione przez CIl H-B pamieci DI 20-10
MByt z jedng wymienialng kaseta, D140-20
MByt z kasetg stata i wymienng byty juz wczes$-
niej prezentowane na SICOB-78 i HANOWER-79,
natomiast pamie¢ D160, o ktorej ukazaty sie
wcze$niejsze informacje w fachowych czaso-
pismach, wystawiona byta po raz pierwszy
na SICOB-79. Pojemnos$¢ jej, zaleznie od za-
instalowanych dyskéw, wynosi 60/90 lub 120
Mbyt. Wszystkie te pamieci majag wymiary nie-
wiele wieksze niz pamieé¢ floppy, np. : DI 60 ma
wymiary 53x31x14 cm i wazy bez zasilacza
18 kG. Stosowane gestos$ci zapisu to 4750 bpi
dla DI 20/140 i 7300 bpi dla D160, gestos¢
$ciezek odpowiednio 508 i 600 tpi. W pamieg-
ciach tych uzywane sag inne kasety niz w kon-
wencjonalnych pamigciach dyskowych, niniej-
sze, majagce ksztatt kwadratu o bokach 28, 5 cm
i 0 grubos$¢. 2,3 cm. Wsuwajace sie -wkasete
gtowice unoszone sg na poduszce powietrznej
wytwarzanej w samej kasecie. Gtowice wyko-
nane sg w technice cienkowarstwowej. Ustawia-
nie gtowic na zadang $Sciezke odbywa sie dzigki
§ciezkom serwo naniesionym na poczatku kaz-
dego sektora. Ruch gtowicy sterowany jest mi-
kroprocesorem. Konstrukcja pamieci zostata
unroszczona do minimum, nic ma elementéw

¢Fot. 2. Kaseta iOMB pamiegci dyskowej DJ.20
z konwencjonalng kasetag 5Mb

regulacji, szpindel zamontowany jest bezpo-
$§rednio na silniku, nie ma wiec paskéow klino-
wych, ko6t, itp. Ceny pamieci ksztattuja  sie

nastepujaco: D120 - 18000 FF, D140 - 23000 FF,

a D160 /w zaleznos$ci od pojemnos$ci/ 26000 FF
dla 60 Mbyt i 30000 FF dla 120 MByt.

Wydaje sie, ze przysztos$cig, a na pewno
konkurencjag dla floppy beda pamieci typu Win-
chester. Firma SCHUGART wystawita pamieg¢
Winchester typu SA 1002/1004 z dyskiem sta-
tym 8" i pojemnoécig 10, 66 Mbyt /nieformato
wane/. Gabarytowo pamie¢ ta nie roznita sie
od wystawionej pamieci floppy SA 850/851
/podwdjna gesto$¢ i obustronny zapis/ o po-
jemnos$ci 1,6 MByt/nieformatowane/, SCHU-
GART wystawit jeszcze pamieé ir.inifloppy
SA 400-220 KByt i minidysk SA 4004/4008 o

Fot. 3. Pamieé dyskowa 20MB typu D140

.Firma LOGABAX,
zaprezentowata:
- "personal” komputer Lx 500, zbudowany na
mikroprocesorze Z80 z pamigciag RAM 16 kByt
Imozliwo$¢ rozszerzenia do 64 kByt/ i kompi-
latorem BASIC. Konfiguracja wystawionego
systemu: monitor ekranowy 2000zn /25 linii x
80 zn/, drukarka Lx 60 oraz podwodjna pamieé
minifloppy /firmy SCHUGART/,
- system Lx 3500 przeznaczony dla. $rednich
przedsiebiorstw do wykonywania prac finanso-
wych, administracyjnych, organizacyjnych lub
w dziatach technologicznych. System posiadat
pamieé operacyjna RAM 64 kByt, monitor ekra-
nowy 1920 zn, drukarke Lx 180 i podwdjng pa-
mieé¢ fioppy /firmy YE DATA/, stosujgca obu-
stronny i z podwdjnag gestoscig zapis dysketki.
System software,owo pozwala rowniez czytaé
i zapisywac¢ dysketki o standardowym zapisie,
jednostronnie z gesto$cig 3400 bpi. Zastoso-
wanym jezykiem jest BASIC,
- system Lx 2500 z standardowym floppy /fir-
my "Mera-KFAP'7

Poza tym J,OGAUAX wystawit systemy Lx
2000, I,x 2050, I.x 4650, I,x 5000, Ix 5200,
system pocztowy z procesorem Lx 5065 i ter-
minalami Lx 1080 oraz system dla kolejnictwa

z ktérg wspotpracujemy



Fot. 4. Pamigé¢ dyskowa 120MB typu 1)160

Lx 3065. Z urzadzen peryferyjnych LOGABAX
wystawit catg rodzine drukarek.Byty to seria
100, 80 kolumnowe drukarki mozaikowe Lx 103,
106, 107, 113, 114 i 115 seria 200, 132 kolum-
nowe, drukarki mozaikowe Lx 213, 214, 217
oraz drukarka Lx 60.

Najwieksza komputerowa firma IBM ekspono-
wata niewiele, prezentowata bowiem:
- terminal bankowy "ksigzeczka oszczedno$-
ciowa" IBM 3616 /wptaty i wyptaty drukowane
sg drukarka mozaikowa, w ksigzeczce forma-
tu uzywanego w Polsce na jednej stronie doko-
nuje sie 12 wpisow/.
- system "kasa sklepowa" IBM 5260 z termi-
nalem - kasg IBM 5266 i IBM 3680

- monitor ekranowy IBM 3277

- terminal IBM 34/38 serii 1 dla duzych ma-
gazynow

- automatyczne wejscie /do domu,
IBM 3624

- system telekomunikacyjny IBM 3225

- catg game programowanych maszyn do pisa-
nia.

garazu/

Patrzgc na ekspozycje SICOB-79 mozna
stwierdzi¢, ze wiele firm wystawito podobne
systemy dla tych samych konkretnych zasto-
sowan. Wiele firm zaprezentowato systemy
do redakcji tekstow. Byty to systemy oparte
0 monitor ekranowy z lampg o prostokatnym
ekranie, na ktérej mozna byto wyswietla¢ for-
mat strony przygotowywanego tekstu. System
pozwalat przesungé catly tekst w gore, w dot
lub na boki. W teks$cie na ekranie mozna byto
zmienia¢ poszczegdlne litery, wstawia¢ nowe
stowa, wymazywac¢ fragmenty, rysowaé ramki,
kresli¢ schematy blokowe. Tego typu systemy
zaprezentowaty m. in. firmy: CIl - HONEY-
WELL BULL /TTX80/, firma SIEMENS /text
systeme 580/ czy firma BURROUGHS.

Z ciekawostek nie dotyczacych informatyki,
a prezentowanych na SICOB-79 nalezy wymie-
ni¢ kieszonkowy ttumacz jezykéw obcych Lek-
sykon 3000 /ttumaczy stowo na stowo lub na-
wet krotkie zwroty/. Leksykon 3000 jest wiel-
kosci kalkulatora, ma wysSwietlacz, klawiature
1lwymienny modut pamieci potprzewodnikowych.
W zaleznosci od uzytego modutu mozna ttuma-
czy¢ dwa lub sze$¢ jezykéw. Leksykon 3000
moze by¢ rowniez uzyty do obliczen jak kal-
kulator lub do notowania informacji o adresach,
numerach telefonéw itp. Cena Leksykonu 3000
z jednym modutem wynosi okoto 1600 FF. Ce-
na wymienialnego modutu /pozwalajgcego ttu-
maczy¢ okoto 3000 stow/ wynosi ok. 300 FF.

Inng ciekawostka byt kalkulator firmy
SHARP, ktory "méwit po angielsku”. W mo-
mencie naciskania klawiszy kalkulator wymie-
niat wpisywane cyfry, nazwe operacji lub caty
wynik, wymieniajac cyfre po cyfrze.

Z krajow socjalistycznych poza ekspozycja
"Mery" urzadzenia swoje prezentowali: 1SO-
TIMPEX - Butgaria i ROBOTRON - NRD.

SICOB-79 byt rowniez pokazem wyposazenia

*1— >
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biur. Prezentowano meble, kartoteki, ksero-
grafy, kopiarki, sprzet kreélarski oraz ma-
szyny do pakowania i ciecia dokumentow.

w



SYSTEM INFORMATYCZNY GMBH ,DEPOLMA™

SCHEMAT POWIAZAN PROGRAMOWYCH

SYSTEM
KSIEGOWOSCI WIELODOSTEPNY
FINANSOWEJ

SYSTEM
OPERACYJNY

SYSTEM

PLAC

SYSTEM
KSIEGOWOSCI

SRODKOW

TRWALYCH

OBSLUGA OPERATYWNYCH
STANOWISK PRACY
PODSYSTEM PODSYSTEM
BAZA DANYCH CEN  WYROBOW
I USLUG
Legenda:

PD9425 - pamieédyskowa

MPD9425-modut sterujgcy pamiecia dyskowa
CF2100 - czytnik taSmy perforowanej

OT 105S - dziurkarka tasmy papierowej
MCT2100- modut sterujacy czytnikiem tasmy
MOT105S - modut sterujacy dziurkarkg tasmy

PROCESORY
SYSTEMOWE

MACROASSEMBLER

FORTRAN

PODSYSTEM
KONTROLI REALIZACJI
KONTRAKTOW

MERA 400 JC - jednostka centralna

PAO 32KS - pamie¢ operacyjna 32k stow

DZM 180 - drukarka znakowa

MDZM180 - modutsterujacy drukarkag znakowa
KSR - terminal z drukarkg i klawiaturg
MKSR-modut sterujgcy terminala

JS MERA 7905-jednostka sterujgcamonitorami
ekranowymi

ME 7910 - monitor ekranowy

KONFIGURACJA SPRZETOWA DLA GMBH,,DEPOLMA "

MERA400
JC
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